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#* 2-1V853 IC &5l

Contents V853 V853S

SDRAM 49ME 16bit DDR3 SIP 128MB DDR3L

CPU ARM A7*1.2Ghz ARM A7*1.1GHZ
E907-600MHZ E907-600Mhz

NPU 1T 0.8T

Package BGA318 12*12-0.5 BGA318 12*12-0.5

Ball U18 NC Ball DDR3-SZQ1(FE5ME 240R-1%

AYEERE)
Ball Y5 SZQ(FEIME 240R-1%RIEEFE) | SZQ(FEFME 240R-1%HIEEE)
Ball

AC5, AA7, W7, W9, Y9, V11,
W11, AA9, AB8, AB9, AC10,
AC11, AA11, W13, Y13,
AA13, AB13, W15, V15,
AC13, AB11, AC14, AB15,
AA15, AB12, AA17, AC16,
AB17, AB16, AB18, AC17,
Y19, W17, Y17, AC19, AB19,
AC20, AA19, W20, AC22,
W21,U19, W19, AB21, AB22,
AA22, AB23

4M= DDR3 DQ&SA

GND/NC

PCB FootPrint

BGA318P50B1200 1200H113
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3.1.1 V853 ™A NE
V853 B—HmE M setl s HAYF— U tEaE. (RThFEaYALIERE SOC, AT iz A& a8 1.
FreEH) 1, MEEGL, TFICRIN. Sl JEFEaeHRBXTI,

® V853 & E ARM Cortex-A7@1.2GHz . RSIC-V@600MHz BE&X 1T &5 NPU, %%
INT8/INT16 ;B&i=E70 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe SEE R R4 AERYRIREE R,

® V853 37}% 16-bit DDR3/DDR3L(V853S SIP 128MB DDR3L) &% 936MHz, BEEHESH
NABNRHEHRX.

o REEEEH—L Smart PBA5IE, RASHF SM@25fps H.265 i3I SM@25fps H.264 44
RS, RASH—NSMEE ISP ElRbIEs, 122D 12, 3D [#1@, HDR. BEKIEESRSH
RENREFRKFE, JABEFRECIVEEGRE.

® Zi% DVP LUK 4-lane MIPI CSI (AJ#f% 2 & 2lane) FERSEANE L, ARSI 3 KRG
BN,

® % 24bit RGB & MIPI-DSI 4lane #iHiEO, HEZE Al M= RETREXK;

o FEEYYMRBIELD SxTWI/4xUART/2xSDIO3.0/4xSPI1/4xGPADC/USB2.0/12S/DMIC/WIEGAND
F, IRKIRS TR Eee

o EEERMIEE. ZHBM Linux SDK FIE G+ S%E1%1t, tJidticeE PMURWIFI ER, &L

RgtoEinit, FEEBOM piAR, 8EtBSE= AN IPC/CDR FrrmiRIEET,
CHEE, & 3- 1 fs.
3-1 SH1EE

Image Subsystem
CPU Subsystem —_—_—
ane
‘ ISP SM@30fps ‘ SM@30fps ‘
16-bit P N 4 b
SDRAM | ¢ 4-lane MIPI DSI
DoR3/DORSL [V | T CorteA7 | RISCV ‘ Wl R ‘ 1920 x 1200@60fps
8-/10-/12-/16-bit ‘ ‘ RGB LCD
parallel 51 1920 x 1080 @60fps
e || ‘ AMBA 3.0 BUS |
SDHC/XC |V £ . r: ‘J t t
SPI NAND/ (g4 A 4 Y
onri [T e —
Video Subsystem Al Subsystem
usge/ 4 » 4 » Video Encoding
usewiFl [V gl et v H.265 Main Profile 2
H.264 BP /MP/HP 1Tops NPU
| N el
DMIC | ?| DMIC N » Video Decoding
H.264 BP /MPfHP
AMIC | :| 12s —p
AES/DES/3DES/ 4 : 10M/100M/1
RSASECC/HASH/
AMIC | » Audio Codec [de==p) - TRNG/PRNG Ll
oTp €= WIEGAND
o =l + v
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3.1.2 V853 AZ=NA
V853 R ARASIEE, W& 3-2 Fir.
3-2 V853 K IPC A RZEFIEE

32.768KHz 24MHz
foh it
RIC | | DCXo
DDR3/DDR3L 16X1 e |
DRAMC
spIoL —
— WIFL
kpr /EMMC STORAGE| UART1

| DC12VIN | | MICRO USB |7 USBZ2.0

|DL§:_.-":—1‘I:‘—.C _| PHY |—| LAN CONN

| RGE/VDEO —|RGB ouT |_
PISPLAY Socket
|I{IEZ DsI _|HIP1 AL | Capacitor TP

PMIC

VBUS
| BAT I AXP2101

NMI/RESET

BMC V853 | NCSI1 _| VP |

TGBGA318
| MIPI-CSI _|MIPI CSI 4lane/2x2lane |

| LINE CUT _| FA |—| SPEAICER'

_|MICIN,-’LINE N (:iic—-)|

IPC/AIOT SREBGFEEC B, RELBEK. BRmig. Wik BiR. SN, FHEEBELEL
NERZESE. V853 R FEALITIANZR 3-1 A,

% 3-1V853 ZGyiEtHED

R5 ]

CPU /N&ES Bieh, Sz, i

FiERR DRAM, EMMC, SD Card, SPI_NOR/SPI_NAND
TSN MIPI DSI. RGB. MIPI CSI. DVP

BIMARSR MIC IN, LINEOUT. LINE-IN

BMNEHFZRSZE | USB OTG. SPI. TWI. UART. PWM. GPADC &
EEREER AXP2101+%Mn DCDC/LDO

Totk SDIO WiFi+BT

Hith SENSOR. M. i&ms
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3.2

3.2.1

3.2.2

INRGEIRITERER
V853 CPU NREEUIERTERERL:, RYELE PIN 1 DEBUG ZBH4EAL.
FIRSES PIN 17

V853 HMARFEE DCXO/32K P/ NS, ITMATHMSSFNRIMEERSBEINZR 3-2 A,
#*= 3-2 [HERSR(SS PIN %A

=5 St RzFEi5ERE

DXIN DCXO EHREIN

DXOUT DCXO BiREH DCXO SRR

REFCLK-OUT | ERd#hEH HESTRTHHZSMNER XR819SS/XR829 WiFi &tk
fsFg

X32KIN 32K RIRBIA

X32KOUT 32K ERiREH 32K ERHicFEEE

CLKFANOUT | 32K ARt (5 GPIO) A HHESTRTEHZESMNIE XR819S/XR829 EiEH
fih WiFi 1R {5,

VCC_LDOA | &8 LDOA-1.8V @i PIEE LDOA #itH 1.8V, aJ4& SOC/HMR 1.8V
fHeg, BIREVF 50mA

INRERECE PIN 1585

V853 /NRGHCE PIN iBBaZE 3-3 Fir.

#* 3-3 RHECE PIN i

=54 {S51EA NZFHi5BE
BOOT-SEL[0:1]
BN REcE 0 0 SPI_ NAND>SPI_NOR(4 £&)->SPI_NOR(1
PC2(BOOT-SELO) | (PIZBERIA LRI, £ | £0)>USB
RIEBFAA 15K) 0 1 SPI_NOR(4 £)->SPI_ NOR(1
£)->SPI_NAND->USB
1 0 SDCO->SPI_ NAND->SPI NOR(4
£%)->SPI_NOR(1 £&)->UART BRUN->USB
PC3(BOOT-SEL1) 11 (BKA) SDCO->SPI_NOR(4 £)->SPI_ NOR(1
£)->EMMC2_USR->EMMC2 _BOOT->
SPI0 NAND->UART BRUN->USB
10 BR{4ETi5EEE JTAG IOBEM PF (Default) 8¢ PH OH
JTAG-SEL JTAG EB& 0: 384! JTAG IHEEM PH OH
FEL REEFAR PIN | EBEBEHENRSIES, FRE RSB
PLLTEST PLL iR PIN | 2=
TEST IC hiziE= PIN PR

WRAETE OIKBEERHRINBIRAE]. RE—INF
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PWR BYP 5% (BXiABE) ., PMC IIgEPIN S
'y

1) EEBREBPEMEN (FEINESHEF) ;

2) THERSZHRIIMNEBER PMC k&7 SOC;

PWR BYP PMC IhRgiEsR PWR _BYP 73 (4MaBiit) , PMC IhgE PIN 5
'y

1) RA NMI/RESET (5263

2) LEBRFEAAR; tBEIsME PMU PWROK 5
SENL;

3) TYERSTHSINRENL;

RESET SOCERIPIN | 1.RHEEN PIN (REENI) (GABUATRL, £
[EERESNINRE PIBdIIHFEREFTF) |
2.Watchdog #it PIN;

NMI FeJ Rl PIN | 1) iR IRR SRR

PWR BYP=0 2) RHFIREEES, IREEBERRES,

PWR_ON
PWR_STARTUP PIN 3
PWR _EN0/1/2

RESET SOC &4 PIN HMERENI, EBHME EREBIEZ VCC-RTC

NMI FHES BRI S S FFIL
PWR ON T
.y & PWR STARTUP VBUS FHIES
3 PWR_ENO BFEsES
PWR_EN1 RFEsES
PWR _EN2 RFEsES
[1]x

° R FERESNN A IEHEERS75T, BOOT-SEL PIN 10 #14a79A#E PULL-UP i,
BTN 4.7K EESb /(KB E,

TEST/PLLTEST, LRRMFEFZAbIE, ZIES|H—ERFTEL.

FEL/GPADC HIR(ESIEIZIER TR 1nF XRFHEE, B2MMREEBESVEMSE.
RESET/NMI S5 LETHIEES A 1nF, BEMREEESNEMSE.

PWR BYP BUASZHEAF PMCIhEE, ESEERME PMCER, BEXR 2 FAE,

LDOA it 1.8V, AILAZE SOC 1.8V #H, tHAJ4EIMRMEE, HEEESIPREITE S0mA LI,
EHHIRERNBERR LT FAE,

3.2.3 HISPERER
3.2.3.1 FATHHERRR
HHRE 1E DCXO =R, it T:
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3.2.3.2

> DCXO #EREH 24M CLK fanout Ihgg, mILAE@IY REFCLK-OUT PIN B SERHhESTER
1 CLK {55454 XR819SS/XR829 WiFi sy& EAt#EA[ER, BILATIE WIFi 289519 24M
R, PR~ RHY BOM BiAs. {$H 24M Fanout i5EER FAE FEA RIS,

DCXO #RRAIERT R mSRinEFRERH TR,
RIREESEUT.

1) HFEE DCXO FBAdshes WiFi R, RIREESIRE<10ppm;
2) HAEE DCXO EEHrTHPZE WiFi SEFRT, EBRIREESIR<20ppm.

HMEPCECEEAA/MRIRERIRAISH] PCB MiE, EKITACFEZ +SOC PIN BE +IRFFHEBEME
ST RIRISERIGEEBEIA/N. BrfEFRIRAIFES 16PF, ILEHEZ 18PF,

1% OR BAFEEME, JRSBTEIAURZIER (BOANFER) .
R inA ] LU E R SNRRI IR BRS¢, @I XOUT AN ((REREEA) .

ERSIFEEIRSERITIE 3-3 Fim.
3-3 ERIPHEEER

DCX0-24Mhz

DCXO-XIN C12y [18pF__C0402
10

YA

4
51 XIN GND2 |3
GND1 XOuT
= 24M-16pF-10ppm |
GND —

DCXO-XOUT R8 %R0402 [ 11 GND
LI |

ik

C13_18pF __C0402

A\ g

BIRSHAMEMEEN, FTRLERAEIREES. INELERS. PCB ELAHBE=AIH.

RTCRI$HEE RS

HARE RTC &R, BiRFEEIME 32.768K BIRIR %8 SNSRI IRFEIRE AT IR R, RITEIY
W

SOC WER RTC IEREEREINRE, NRERERITIMREABE—F, EiFER 32.768KHZ+
20PPM &R,

FEFEET CLK-FANOUT B3 32K Aihés WIFI {REBFERRNAET, JME 32.768K GBiRakER
24M NI BRIEE! 32.768K, {HFE 24M 934745 % 32.768K Ateh, FME 32.768K AP SEFRE
WEIMERER, BIMEXT 32.768K R REE KIS, WEP 24M DITERE, FmIMNE
32.768K B K,

AMECECEE A A/IMRIEERIRAMASF] PCB MiE, EKILERS +IRAFEERESEETRERIMEE
KOAEBAAN, BREERIRAEER 12.5pF, JMELEERA 22pF, BHLHTERER.

X32KIN/X32KOUT Z[a1FHZRYEEE, WIRER, FBTFXISRERAA,

RTC B$FEEERHEEFSEIRITINE 3-4 Fm.
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3-4 RTC BI$heBES

32.768KHz
X32KIN . Cl4) | 22pF
_l I T Co402
Y2 R9
_|__3|:| 10M-5% T |
= o R0402 =
GND GND
X32KOUT C15, |_22pF
32.768K-12.5pF-20ppm I Co402

Am’é&

BIRSHAEHEEYN, FRIRAESNHES. INELEKES. PCB ELREEE=EMN
Bc.

o RTCHAEREDELN, IHITREETENRTIINERK, BEEERRIMIRRE. BRESS
FRR, EEGERIRK,

o HHITRERKRRIENTm, ENERINESHEESMN RTC,

3.2.4 S{FANFHTERE
V853 {#F PMC #1A~#F PMC if, RESET/NMI{SSHIREF—FE,
e :4PWR BYPASS=0RT, R NMI/RESET PIN %%, RESETRFARESE I, tha]# PMU AXP2101

Sh=s.
® = PWR BYPASS=1HJ, PMCHEX PIN B5%%, RESET XF/MaRENI, FERIIMNBLAFEEE]
VCC-RTC,

®  AP-RESET #1 AP-NMI {5 _EI0Xdi TnF BB, SEirE#= PIN BIE , B 20MIREE SO EME,
BNESEIRFRIEEEH].

® AP-NMI{55% PMU infmE0_ EAIFEME , TR EXMSIRENRE PMU iRit, AMEMEEER,
SMFPUTFEEIRINE 3-5 Fim.
3-5 S(uFPHTEE

VORI PIFfLDoa-1.8v FaH
C0402 i el UUIE VCC-LDOA
DCXO-XIN H1 R24 R_R0402

DCXOXOUT____Gi_| DXIN

DXOUT
J5 C5  100nF C0402
DCXO-RFCLK H2 VCC_RTC HN.GND
DCXO-RFCLK E<ﬁ— REFCLK_OUT
XO-RFGLKT11

X32KIN K2 Firer bR ve

XeoRoUT o] XaKIN TR B iEseanc (1 57
JeoROUT ___Jz | JOMIN e e v
L4 FEL
: 5 S [ < b g2 15, APl APRESET 63 | NMI L16 _JTAGSEL
{55 Tk B A LA P55, 5 AF‘-RESETég RESET JTAG_SEL [0 —HASSEL
0 i Ak L
s PWR_ON
g‘%@gﬁp L é PWR_STARTUPR.
AP-RESET AP-NMI | PwREND T g | pwrENo  PMC K8 PLLTEST
PWR_EN1 PLLTEST Mp—TeaT—
PWR-EN1 T T NE_TEST T3yTEST
FWRERS T PWR_EN2 TEST
J3
co c9 PWR_BYP & !
1nF 1nF 553
C0402 c0402 R2
0R
.. . RO402
Close to AP puc HiHRThEE HRESET-BYE!
— — = 225 g
- = GND \ESET-BYP
GND GND
i1 {1 1
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3.3

3.3.1

EEIRARFIRIT
V853 R G LEFN A

V853 BRHEE RHEER PMU AXP2101 #14ME DCDC/LDO HEY.

o AXP2101 MHEIFEESH, WJLURM 15 BREREAL (85 5 rlEHHEE DCDC, 9 KeE
it LDO, 14 Switch), RILURAtSERRAIREIRAREIRTTEE, JME high PSRR EELFEEL AVDD

EF, BHLE{ERRER#SINS:. V853 Power Tree {1E 3-6 Fis.
3-6 V853 Power Tree iZit
POWER TREE I_[ DEFAULT POWEE OM
AXP2101 [:] DEFAULT POWER OFF

2V AHD-1VZ/DVDD-CSI (OFF) ‘

Battery

_| power
v I
* § Detect

8V AVDD-CSI (OFF)

V853 S EFIRIRIHRAI T :

POWER TREE 4I&EoERIRFEEE BOOTMERFIAFE, £ V853 8= 7a1, PMUEIHEB/EH PMU
NEMSERE. (R V853 ERo 1R BOOT MEREK FEBAIENK, BAENERIREIRFAER
LDO #1 DCDC, HLIEIHHKRER, BIREDT, FeAHEHMIZRMEGER.

FEJR POWER TREE IRIHZERIREINADECHTIRUT, B0 EERNEIEINmatnhn=RINFE, RSt
RN ER TIFE.

SWFESHE—RMEEES SOC tEthmEjE, BELITRAWIENIN, FEeMEEERISRE, R
SHEFARRE, W VCC-PLL &,

DCDC1/DCDC2/DCDC3/DCDC4/DCDCS BRESEEN: HEA TuH, EXILEEERAETR
RGBT 80%, HifFERE/vF 100 ZEX,

DCDC4 % DDR VCC-DRAM 88, 48 ER{EN 1.1V, BE{HRIE DRAM SEELET PMU i
1.35V/1.5V,

DLDO2 kiEF DCDC4, FEMREF 150mV LIERIEE, ABfRIERHIRE MtHEEREES 17 300mA,
%4 DCDC4 #itH 1.2V Bf, DLDO2 Agef@its 1.2V (H#EBENBIR) .
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XFF PMU K{#EFAY LDO (ALDO/BLDO), A=EMFRALUSILEREHESMER, DCDC2 &HEL
KEA, BREATMRR,

V853 RFES(I{ES AP-RESET HIIEBERIF=4 , thAJ9MsE AXP2101 B9 PWR-OK {5545, AP-RESET
PMU RE LHI, INBAFE LRI, EREBEFMBLER.

VCC-PC £ 1.8V f13.3V BmMEBE, RitFHERE EMMC RIS RECERE, BNESE

EMMC & HBY datasheet, $F5iFEFER 1.8V i, HiREBEMEER 1.8V,

V853&V853S Fii— LDOA-1.8V(3.3V i 1.8V), RIEAEMNEESZR, BT

> FBEC AXP2101 7520, BRIAEF AXP2101 9 LDO #{THtE, FMFERAMEE LDOA LIMZHES;

> BEOMBMESE, LDOATLUARSE 1.8V HH, (BREINEY 50mA, RITHHHBETRERIME
LDO-1.8V, RiEFmCAME RAEREFER LDOA,

V853 HNRERFHIIRZSHES, 1B DRAM, RTC #&ERTEH, R DRAM HEHRFEFERITIRES, HitsE

HhEpL e NEHIRZ, E PO TWI4F] PMU AXP2101 i@, S NEHLATE PI O TWI 4] PMU #8

KEFfFeSEEE, VCC-PI BBRFHATRIAXE, Pl OEAM 10 k& PMU 89 TWI BRI, Eith 10 RN

BEMg, BBLERE. MRGNINFERS, BHTERELIERSHZE—HE.

VDD-SYS 827 CPU 1 NPU {48, CPU/NPU SRZ=FNEE/EX M AEZRIT:

V853 CPU/NPU $iZ=EE EXT N & V853S CPU/NPU $iZREBEXIpisE

FE(V)

CPU i
(MHZ)

NPU $fiz
(MHZ)

B/E

BE
V)

CPU #i=
(MHZ)

NPU $fizR
(MHZ)

&/E

1.05

1200

600

V853S Folttts

1104

528

1104

528

3

0.96

1008

492

0.96

1008

492

4

0.9

900

432

0.9

900

432

&:iE:
1) BiceE PMU AXP2101 AEALMRIERFERHBE, RIREIARERRSMNERHITIRIT;

2) BRDMBHSER, BER 1%EEH DCDC, 8% DCDC HEE R IR RN EL KR,
IRITEHEEARIEE 20mV #7iRit, 40 0.9V—>0.92V,0.96V—>0.98V;

AN

PMU EER240ESRSE[RIFE, BIRRITATAROMEENE), BEREF(] FAE,

3.3.2

V853 - TEERIFANA

V853 #&fg AXP2101 (A PMC) LEERTFFEIAII T :
® RTCE—: 8, VDD SYS, VCC DRAM "4 8,

WRAETE OIKBEERHRINBIRAE]. RE—INF
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o HithERESE VDD _SYS IEZf5 LM, VCC18_PF RB:TF VCC IO £H;
e #HPMCHS, RAWMEM (FEIGNE] VDD-SYS JFHER 8mS 1), SMNEERITA
SRR CEEPBRINR 3-4 B,

® 3-4 tHIE

== FE PR
VCC RTC 1.8V 1
VCC_DRAM 1.1V~1.5 2
VDD SYS, VDD09 USB 0.9V 2
VDD18 DRAM, AVCC, VCC PLL, VCC18 EFUSE, | 1.8V 3
VCC18 PF,

VCC18 DSI, VCC18-PA&MCSI 1.8V 3
VCC P 1.8V 3
VCC 10, VCC PC, VCC33 USB 3.3V 3
Reset(WEPERI, IMEBERIFT) 1.8V 4
24M CLK - 5

V853 LEBRIFAERUNE 3-7 .
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3-7 LEBRFER

V853 BGA WEEEfr I ERFE
(AXP2101)

B BRI T

1.RTC (M rgheapf) B b,

2. FERr il BIVDD-SYS | B R H R BmS A IR & AL ;
3. 24\ CLK7E P ifReset el 5 4mSHAE

1av

VCL-RTC T

1115

VCC-DRAM

| ' [
| ! | 0.9y
| | 50% |
| l | |
VDD-5Y5 10 | |
|

VDDE-USE | 3.3V
| | T2 >0ms |
ﬁrz—}
VCC-I0 | I.,i
VCL-PC I 1
WCC33-USE | I Lav
VCL3I3-PF | |
|
VCC-LDOA l 10%
(14 BhiLDoa) i | AVOC-1.8V
I |
N.u"m | 10% 1.8v
(N BlaLmD ) | |
I |
VDDHE-DRAM : f o
VCL-PLL L8v
| |
I [
VCL-EFUSE | 4
VCC18-PE I
[ LEV/3.3V
I |
| |
| 10%
VCC-PI | I Lav
| | /3%y ¢ £ 7 S
| F £ s £ s Fs s /£ r
VCC18-DSI siofe Vi Fi Vi Fi Vi V. Vi i
VEC-PARMECSI : i 1 EVf3 3V
| sk 4 A S S N R S
£ £ r £ £ £ s F s
VCL-PE [ o
VCC-PD i £ £ Fd If VAR S B i
VEL-PG R T T TS
I
e ol Tl T — |
PeS8”t s o

itk Rind] I |

[£—Ta< am:
24M CLK

V853 TERY il T :
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® VCC-RTC AigEg;

® PMU EZIEITEIES/E, PMU R Reset (55, EftEEIRHKRERTE, SHREATIERERE
IREIPERTE o

V853 TEBRTFFEKUNE 3-8 Am-.
3-8 THEREFEEXR

V853 F Ha i

VCC_RTC I

k—Taz=0ms—3
|

\

VCC-DRAM

VDD-5YS

VDDO09-UsE

VDD18-DRAM

VCC-PLL

VCC18-DSI
VCC-EFUSE

VCC18-PF
VCC-PABMCSI

VCCHO
VCC-PC

VCC-PD
VCC-PG
VCC33-UsSB
VCC33-PF

AVCT

(Y fflaLDa)

A F LS|

AN

PIEREERIR ETERRSR, 1BEREFA FAE,
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3.3.3 SOC imHERREEK
V853 SOC imERFBEMSGEBREEKINE 3-5 Fins.
#+& 3-5 SOC iR RREER

FS FEIRETR FBEREE BORESR AR EEK
1 AVCC 1.8Vt 2% <1.5% <2.5%
2 VCC-PLL 1.8Vt 3% <1.5% <2.5%
3 VCC33-USB 3.3V 10% <1.5% <2.5%
4 VCC18-MCSI/VCC18-DSI | 1.8V+ 5% <1.5% <2.5%
5 VCC-RTC/VCC-EFUSE 1.8+ 10% <1.5% <2.5%
6 VCC-10/VCC33-PF 3.3V 10% <5% <10%

VCC-PD/VCC-PE/ 1.8V+ 10% <5% <10%
7 VCC-PL 3.3V+ 10%

8 VDD09-USB/VDD-SYS" | 0.9~1V <80mV <80mV
9 VCC-DRAM 1.35V+ 5% <6% <10%
1.5V+ 5%

10, | vDD18-DRAM 1.70V~1.95V | <6% <10%

/A ur

VDD-SYS RYFBIRFEEFRERIE M CPU S0 NPU SRERIGERE, BARSHES%E

{CPU/NPU SRZREBEXNZEK) .
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3.3.4 V853 SOC EEjEFEA/IRIT
V853 SOC i BN A/ T :

® ZZSYSHET ISP/VE/NNA &R, SRERSZEEIRIEME, —RAHTREE, VDD-SYS E/DE
B— 10uF DA BB AESR SOC IEFAKE, VDD-SYS SURIRFET=HEISSIE 80mV LA, FH
REBEFEMEFREREXRNVREEBEE, BASHE (CPU/NPU SERBEXNE) .

VCC_PLL/VCC_RTC £EEjFME 100nF BB, F5IMME;

VCC PLL BjESME TuF+100nF BB2S, S3IHME;

VDD18 DRAM/VCC33_USB ZHEIFESME 100nF BB, F5|HIKE;
VCC18_DSI VCC18_ CSI FEIR ME 100nF BB, FE5|HIKE;

VCC-PA/VCC_PC/VCC_PD/VCC_PE/VCC18_PF/VCC_PG/VCC_PI % GPIO EEESME 100nF B8
B, F5IHE;

® AVCC EHRASREMBIRIGITED.
e LDOA HRMHFEEIMNE 2.2uF BE, 5 |MME, HLPrARPAFEAL LDOA, MIEBEH NC,
SYS EBEEERAESE 3-9 Fir.
3-9 SYS BBiFHAFIgIT
DECOUPLE CAP

VCC-10
e :
| VDD-SYS gfESHTFA | i1 B 0 iR E
B 3 . i . . : 28 31
; J; J@ J; : J(_: J; : Jg 22uF  _100nF
; 37 39 40 | 41 42 43 0402 £0402
v _10uF 100nF _2.2uF ! NC/10uF _NC/2 2uF; _NC/100nF
i Joeo3 'Fo-:u:-z 'Fmozi 'Foeoa 'F0402 'Fcumz =T
§ Qe e . % GND

GND

N\ uw

# =K /EtEE VDD-SYS. VCC-DRAM ERBRS K AIRFIRENTEY, BIRESVIIRIRIRER
IBEF] PCB i&it, &It EERAEIX LN EEELR PCB EA AN BEFIERAE, FRillides
FREX ISR EIRSCRE S HESORENK,

3.4 DRAM &t
V853 DRAMC #£[3z#F DDR3/DDR3L, i&itisBRanT:

o (EFAIFESCHIE DRAM RYKE, RiERUEE, AfSIEMANA) DRAM JFIRERERFN PCB #561R,
DRAM EDRITIBF S SRInERIBEIRLT, FRALCER DDR PCB ik, FREINBITIEX.

WRAETE OIKBEERHRINBIRAE]. RE—INF 23



@LNIMER@ :
AT W

V853 &5 DRAM #EiR(SENZE 3-6 Ar.
#* 3-6 DRAM EHRIEE

&R PCBEZ | DDR#% MHER DRAM S/ =4
#
DDR3_16X1 4 BGA96 EAEN 933MHz
DDR3_16X1 6 BGA96 EAENL 933MHz
DDR3 8X2 8 BGA96 X, TBD
e DRAM FHHFREEILIHRY, B2ERHEEHRRATTHIMAS, BNSEER PCB EIRTIEXS
RZOTES,

o SMBOIERMRIHE. EXNANBEARITEEEN, BEsRirsREERIT.
® DRAM FERVIEKAEBEAREMR, MEBRRKESENETFLMERIME, BN, 5K
WHIIEHeEC G, Er- T LURIESSARMEREBER.

e EHHTIRIT DDR #&#k, SDQO-SDQ7, SDQ8-SDQ15, 43579 2 tH¥#HESE, memory imFI LA
1TEMEEEERER, HF{THERER, WABNAY SDQM F1 SDQS Z53XJBRIRAZER, AT
PCB &SRR H THER A AR,

® DRAM im&E— ZQ PIN &tz 240R-1%5ERY MR ZUiEEME.,

® V853S PyEB SIP-128MB DDR3, DDR3-SZQ1 PIN E4Mi 240R- 1%K&E 00 TR ZitbEB e,
DRAM #IREBERIRITANE 3-10 Fizm.

3-10 DRAM {EREERIGIT

SVREF V7
B s F ~h 0 e E AVEEF
ERIAAE FH SH3EE L PE Y5 37
RD3
240R-1%
R0402
GND
L8 DDR3_SZQ1
VCC-DRAM RD7
| 12 240R-1%§
R0402 V853
SIP BIAE TN

VDD18-DRAM —

V853 riee(HBEISiESE (Allwinner V853 SDRAM Support List) , F=RIRITHATIEHSSE A
IXEFIRBOYHES, EEREN DDR ¥, EESR IS EERERLSE.

N

{EFRTRESTHAE DRAM BYSREL, LIRBRAMUEE, MESEnERIEEERZN V853 DRAM 32#55
iR, Ao LB DDR3_8X2 #®iRFEK, BEREF(] FAE,
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3.5 FLASH igit

V853 37#F SPI/eMMC, HERARNGER, FEIEMECE BOOT-SEL, BEASRBRAARREET.
EMMC i&itiRBEa0 T :

® WNER{FEAHeMMCS5.0 % 5.0 LA ERIHRF, N eMMCHJ PIN T5 #1 H6 F£E5&@d OR EEfEF!b, V853
EEM T eMMC-DS THIEBFH, eMMC-DS (EE4&THEBFERT NC &8, mEfBIE
eMMC5.0/5.1 95+, M eMMCHJ PIN T5 #1 H6 R5 Y TFHIEE[AEE NC, BEfRAI£HE eMMC
datasheet {E&-IE,

® N eMMC ig#&fER HS200 7] HS400 SIRBEART,, T eMMC VCCQ AR =EERI VCC_PC
RYFBIEERECE DY 1.8V BE[E. fERARRTIBIRIRSEIRTE KitiT VCC-PC EBIRRIECE.

eMMC ETFRIPCEIRIHETFINR 3-7 Fi.
#F 3-7 eMMC LEThilCESgiHEREF

ESE ME LT R FRiteA

eMMC-D[0:7] | NA BiE

eMMC-CLK NA £ SOC imER#z 33R HAfH

eMMC-CMD | & 15K L %, HMSPTRER_bHEEREEI VCC-PC, BRIAERMEE AL
eMMC-RST WE 15K i BiE, HMNERTREE LHIEEREE] VCC-PC, BRIAERAMER L
eMMC-DS E 15K TH Bi%, SMNPTRER THIFBMEEME, EOAGERNER T

eMMC 25t A 3-11 Fis.
3-11 eMMC &%igit

VCC-EMMC
UM1A -
: ME VCC-EMMC
DATO vEeT e -
DAT1 Vee2 75
DAT2 VCC3 g
DAT3 WICC4 TWCC-PC ChZ l oMma
DAT4 , Ke i ~ 22uF_ 100nF
BATS vecal Mg C0407] Co402
DATE VCCe2 [z T
DATY VCCQ3 —gas
WCCQ4 5z =2
cMD VCCas ey
—MMCDs —Be | CLK
A RS | RFUDATA STROBE ves [oT VCG-PC
RESET vsS2 [rig T
vSSa g
vDDI vsse
K4 cme | om7
VSSQ1 L
V2 2.2uF  100nF
3 | RFUNSSSE ySs2 ve C0403T Coad2
= RFUIVSSS V3503 [—ag T T
V3504 aag
VS5Q5 =
adl| o GND
walues (;PI_D
VEC-PC
T RME! . NC-I0K eMC-RET H
A T g SMMC-CMD
VCC-PC i Pty  Fi i
TM3  eMMC-CLK Q SMMC-CLK

TM5  eMMC-DS eMMC-DS i TME  eMMC-DS

TM7  eMMC-DO t =MMC-D0 E M2 eMMC-DO
i
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SPIigitiBBaI T :
SPI ETFHIUESIRIHERFAIER 3-8 .
#* 3-8 SPI L ThIltESiRiHERE

=5 WE ETH N FBiEA

SPI-MISO NA B

SPI-MOSI NA B

SPI-CLK NA £ SOC imeR$E 33R B3MH

SPI-CS E 15K Lt BN, SMERTRER_EHiFEFRR VCC-PC, ERIAERRER L
SPI-WP WE 15K i HiE, SMNEpFRER LHIFRFEZI VCC-PC, BERIAERIAIER LRI
SPI-HOLD | W& 15K L4 BN, SMERTRER_EHiFEFRR VCC-PC, ERIAERRER L

SPI £Ei&IHWE 3-12 Fim.
3-12 SPI &#&1git

VCC-PC
R4 NC/10KSBIO- WP ™1
NNRo402
RM5 NC/10KSPI0-HOLD
T NN R0402
RM7 NC/10KSPI0-CS0
VN R0402
P BRIABER 15K 4
um2 VCC-NOR
SPI0-CS0 1 8 T
SPI0O-MISO 2 Emsgo Ho\i%i 7 SPI0-HOLD
SPIO-WP 3 6 SPI0-CLK cM8
WP% CLK
2 5 SPI0-MOSI 100nF
| VSS MOSI 100402
(E value =l
GND
AN

eMMC ERETH&IZER (Allwinner V853 eMMC Flash Support List) 344,

SPI NOR & E=1&1ZAE (Allwinner V853 SPI NOR Flash Support List) 34,
SPI NAND j%&EHET&IZRR (Allwinner V853 SPI NAND Flash Support List) 344,
I FASTIYRE V853 FATIFNELE,
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3.6 SD Card &gt

V853 PF [374% SD2.0/SD3.0 1Y,
e U{HFI SDIO3.0 £AF, £ 10 BBESM 3.3V i#E 1.8V, BAFESBIRRIRIT.
e CARD IO FB[EL#eE V853 SOC WEBEFISLIIAY, HBEIGIHENANT:
> CMD {E5RghEE 15K BBE_ERIE| PF OBE, ZE1EFFERESMRERIEEE.,
> SDCO-DET k& MHSSEERAEE 100K BBFE Ehi, ZE1EERSMB LHIEBE.
o M ETLAA SDCO-D3 B THL 1TMR BBRE{EARH&EMI,
o CLK{ESH#E33REMA, & CLK FFHZmS, BERAERBIY 5pF.

® VCC-CARD #ZiNfE CMOS FFXRIEHFBE, BRBARRINSRFERIRAK, RINBRIEFRE
RS AIHAT Card IEEEEAIINAE, FFREBEREHEENIN LI 10K HARERRE, 2Xi4H=H card =M
RIERERIF 200mS LA L, SNRAT R makA, ENHH&E 1.5R~2.2R BB,

® CMD/CLK J DATA & FFHEA TVS, IRIEIRE R ER R 2, TVS BMEAREET 10pF,

® Rl SDCO-DET {5584z 1K EBFH, 2% ESD 148E.

CARD IO {8 SOC WEBSCHISHERiITHIIE 3-13 .

3-13 SD CARD &#igit
CARD

0 i ol s B z0 20 0z 11

ﬁ" 7010, &5 4R ol ) _2020.03.26
[ \“
gL

VCC-CARD
L

TF1

)
RCE |
10K SDC0-D2 1

| | et DATZ
3 \ R3432| ;uE? D3 DAT3

]

y

E}

g 8
e [

8
N

I

I

e
bl fop

CMD
c1 RC2 :
i e = & VDD
0onF 100K A —lk
co402 T RO402 féfn GND3
CARD-PWROFE  RC3 CO Lo A2
1K 5DC0-D1 T ey
RO402 RCA : eI 1|
10K s
RO402 SDCO-DET BAd A 1K e : o 10
co# SNDO
[ [4 [4 [3
= Ty 0 L g e =
= = 5 .3 3 [~ FOR E8D CROSOAF SLGT  GHD
- piyiioxt piyiyi I
2 2 2 RC5 H 2 H H | can
Engaxg NC S A S AS T oo
878 % roso2] w | @[ @ T coeos
= = o o o o
4 z z 4 4 4 B 3
- o~ L] - w D GND
8|8 a 8|8 |8
GND
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3.7

USB BBE&i%iT
V853 F 1 E USB [, USBO BB OTG IhRE, It FEETEXEI,
® V853 SOC USB Hy USB t=HRAEMIRME, 45079 VCC-USB #1VDD09-USB, {HEEBBAIT:

> BRENAZEESSES USB MRERT, aTLAE VCC33-USB #1 VCC-3V3 &3, VDD09-USB #1
VDD-SYS &F; BAsmEiRE=ERIT.

> BRI FEESSS USB I4EERT, BJLAKE VCC33-USB 1 VDD09-USB e AgEXF],
VCC33-USB 3XF3 ALDO3 {#tH#, VDDO09-USB 3XF3 CPUS LDOA {#/, LttRS USB-5V A
gEXl. BIRSMRR=ERIT.

® USBOEFLERIID {5575 0TG WSS, FEBINLAFBEZIRIAN 10 BE. & ID fallAE,
W=EF=RFF9 USB JMRHEEN, USBO ITE/ Host #3(, /xZ USBO T{EfE Device &3,

® ID{55%SOCiu#HY GPIO &% 1K~1.5K FEBREIZEF ESD 14&E.
o D+/D-FESLABRESE, FEMTVS EXRAE, BVKMEEEE, VT 4pF BE.

e USB HRPRimERF EN (EREERIINTRIEEME, BOAXHE, RBEFFAN HOST, A/NRREAFEI AT
7t

USB H#EFFRERANE 3-14 Fi.
3-14 USB &%Figit

i vce-io
micro woc s ous  ussvaus
¢ AT G R ro ) MR B, Bk
RU14
51K
USBYBUS 2
RO402 34
1
MICRO-U W
3 MICRO-USB0-DF
RU11 cuz ct U13 AJK. RO402
51K 10uF-10¥ 100n= S | [ - 2l onD
RU3Z RO402 CDE0Z c0402 airs & & | & e D
6.8K-1% ® - g * HICRO USB
RO402 2| 5| & |=2 8 |
RU12 s (8| 8| @ oStk
100K ] 2 =1 =1 5 :Eeﬁg
= RO402 = h AT A [‘ w ; w ] :ﬁem
GHD GND 4 4 h A A
USBZ.0-MICRO-D1
= = - el
GND  GND =]
te: Make sure = & =
2 G
SB connector D,
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3.8

ERFEREIRLT

V853 3¢#F RGB/MIPI DSI/SPI-DBI £,

® RGB #E[O37iE RGB888/RGB666/SRGB/18080 1220, 24bit RGB A9 ##R S 1920 x
1080@60HZ, SRGB/I8080 FASz#F 800 x 480@60HZ,

® MIPI DSI #0O34F 4-lane, JADHIERF 1920 x 1080@60HZ,

BT

® FRIRITHHBERIERAR LCD FIFgIEAEXNSFEBIKIRIT, RGB/MIPI-DSI #EOMHBIZIREM
BESEHITHZE,

® LCDRYIOBBES AP imaYizH 10 BERE—H, &4, FEMEBFITEcahE, a0 LCD-RST
55

® RGB BEEOMEIRL&FIIESILE Fe8i 33R BfH, LCD-CLK 2242 33R BBE, HEMBXHEES, &
MEBRET, HERE EMI [,

® RGB/MIPI-DSI $[0 LCD-RST {Z2#&iNFIEYT 1nf BA.

® LED By ¢ERPHSFE _IERINEEREEEFEELSYE IC OVP BBEAR, XEEaTLUERH
MAERERAE TEAZIRENINSR.

e LED Ey¢EiRPinHESHNMEEEATEYE IC OVP BIE, HFEANEES 50V HIERES.

o HEFFEA— LCD-PWM (55455 IC (EN ElisE PWM T ) TS =ERATHXE.
PWM SR 20Khz LA E3E7F 50Khz (GBEFFEHHBTEE) , LED B¢ ICRYEN i, FEINNTHE
[B, 1k EEE37ES 10 BERIHNENINSE,

® I IC B9 FB umRIHEAIPRIAREBRRIER 1 %fEERVEE, RIS HERISIITNREK,

RGB &¢I SE1RITUIE 3-15 Fim.
3-15 BXHBESEgit
Backlight

LLY

PS P DL1 BomiE & LR
RL34 .. 0] YYYL VI ED+
W l L 10uH-0.9A-DCR<0.02R FL l l
cLg L2 SS16F
10uE_ _1inF (200 2000 cL3 cL4
C0603 0402 1uF-60V 100nF-50V
C0BO05 C0402
uLt
— 6 1 —
GND VIN L GND
LCD-PWM RL3 : . 4 5
o EN VOUT
.l I 3 RL4 R0402 VLED-
. Frequence=SORHz  CLY RL4 Bh kB AIRA
NC/1nF 1M LP3380B6F
C0402 R0402 RL43 / RL44
| R=200mV/I (led) 10R-1% 10R-1%
= R0402% R0402
= ‘ it
GND 4 5E

GND

RGB SRGB/CPU F&#hSEEIZ mapping XERIE 3-16 Fir.
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MIEER . W
3-16 RGB F#hENHE] mapping X&
I[Zontrol signal and data port mapping
CcPU CPU CcPU CPU CcPU
SYMNC RGB
cmd 18hit 1ehit Bhit Shit
7 e & 56k 6k €5K K
170 i o 56K B
l:t | 2l|d 3!\1 15‘ 2nd 3!\1 | l:t 2nd l:t 2nd l:t 2nd 3!\1 l:t 2nd 1:‘ 2nd
100 VEYNC ]
101 HSYNC RD
102 DCLKE WhR
103 DE RS
D23 R7 D23 RS RS BS G5 RS RS BS R4
D22 RG Dz2 R4 R4 B G4 R4 % B R3
D21 RS DZ1 R3 R3 B3 53 R3 R3 B3 R2
D20 R4 D20 R2 R2 B2 52 R2 R2 B2 R1
D19 | RS D13 | R1 | R1| el GL[GRL RL | 81 | RO
D18 R2 D18 RO RO BO G50 RO RO BO G5
D17 R1 D17
D16 RO Dls
D15 57 D15 G5 G4
D14 <]+ D14 G4 53
D13 G5 D13 G3
D12 G4 D17 D27 | D37 | D7 | D12 G2 G5 RS BS G5 BS G5 52 RS | G5 | B5 | R4 | G2 | RS | &2
D11 533 D16 D26 | D36 | D6 | D11 Gl G54 R4 B4 G4 B4 G4 Gl R4 | G4 | B4 | R3 | G1 | R4 | Gl
D10 52 D15 DX | D35 | D5 | D1O GO 53 R3 B3 | &3 B3 | &3 G0 R3 | G3 | B3 | R2 | GO | R3 | &0
] Gl [BE]
D& G0 D5
o) BY D14 D24 | D34 | D4 D7 BS 52 R2 B2 | G2 B2 | G2 B R2 | G2 | B2 | Rl B4 | RZ | BS
8]+ BG D13 D23 | D033 | D3| Do B4 Gl R1 Bl Gl Bl Gl B3 RL | G1 | Bl | RO | BS | Rl | B4
D5 B3 D12 D22 | D32 | D2 | D05 B3 G0 RO BO | &0 BO | GO B2 RO | GO | BO | G5 B2 | RO | B3
04 B4 D11 D21 | D31 | D1 D4 B2 Bl G4 Bl | G5 | B2
D3 B3 D10 DX | D30 | DO | D3 Bl BO G3 | BO| G4 | Bl
D2 B2 D2 BO G3 | BO
Dl Bl Dl
[nla] BO [Ba]
8/9/16 bit CPU FFEEAIRAAIIZE 3-9 A,
& 3-9 CPU Rzl SHi%iRA
SOC PIN SRGB 16bit-CPU | 9bit-CPU 8bit-CPU 16bit-CPU | 9bit-CPU | 8bit-CPU
(R TE) (A5 TE) ("5 TE) (5 TE) (% TE) (7 TE)
LCD-VSYNC | LCD-VSYNC LCD-CS TE
LCD-HSYNC | LCD-HSYNC LCD-RD LCD-RD
LCD-CLK LCD-DCLK LCD-WR LCD-WR
LCD-DE LCD-DE LCD-RS LCD-RS
GPIO / / cs
LCD-PWM LCD-PWM LCD-PWM LCD-PWM
LCD-RST LCD-RST LCD-RST LCD-RST
W OB EERIXRNBIRAE]. RE—TINF 30
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NIEER . W
8bit & TE {5 CPU E&SEZITINE 3-17 Fi.
3-17 8bit CPU R (& TE(ES) &Figit
Lo 480*240
VEC_PD i&‘%‘h.sm ﬁf vesten
: z:;tc;@ ) E:dlﬁ_é;::xx g
g;;?z}: ) vcgli.cn ;:g: Ec%é:c
i LCIROEZZ‘_MC
SPI BZHFL T UMER :
£ 3-9 SPI BENO
34 1 Data | 3 £ 2 Data 4 % 1 Data 4 % 2 Data 2 Data Lane
DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX
/ / DBI-DCX DBI-DCX /
DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK
DBI-SDA DBI-SDO DBI-SDA DBI-SDO DBI-SDA
/ DBI-SDI / DBI-SDI WRX
DBI-TE DBI-TE DBI-TE DBI-TE DBI-TE
#* 3-10 DBI ##0O5 SPI1 EHXEHE
DBI SPI
DBI-CSX SPI1-CS
DBI-SCLK SPIT1-CLK
DBI-SDO/SDA SPIT1-MOSI
DBI-SDI(WRX)/TE/DCX SPI1-MISO
DBI-DCX/WRX SPI1-HOLD
DBI-TE SPI1-WP
A }-L\
3.9 MMRFFREKIZIT
R ESINT:
® {HM V853 B HAY TWI2 SitiERE#ITER, WE TWI FENSEMEIRSEER
IR OKBEERIRNBIR AR, REB—UIRF! 31
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NIEER . W

® TWI E#i%F| VCC-10, CTP-INT/CTP-RST _L#iFl VCC-IO,

TEHIARIER L8 RESET (55 EERBEXIME 1nf~100nf BB, BHFLBE, NEFEFHERTES
iz,

3.10 BGLERIZIT

V853 iF—%FE MIPI-CSI 4lane O (ZiEFFSH 2 E 2lane MIPI-CSI #£0) #11 EHMO CSI, He
MIPI-CSI )\ PA O5|H, F0O CSI M PA Oa#& PE O5|H, HASZEE 3 BiEGLEA.,

FO CSHRITHESEII T :

7EEMRYE SENSOR g9 10 BB #axE VCC-PE AIER[E.

Hftt Sensor =#I{SS, # TWI/RESET/PWRDN %, &l PE O, SfEAEM 10 OiY, F2
FPICED, SEEPA—EET, FINRESE ZE%EEFF%TQEEE%

MCLK i SRRt NC BB, S SOC ineRiZ 33R FEFE, AT IR ESHI EMI 48
5.

SENSOR %9 PCLK i/ SENSOR iwFlE8 NC BB, 88#% 33R EB[H, BT RS SAY EMI 48
5.

JHEHZRS ESD tae, BINTE sensor infIS{5E LTI 100nF BEIE, SeUT sensor =Y.

B&L TWI ZIN LR, (TENEREESAEIEM 10, fIaIAFDRA T PEOARI TWIO, N PH
A TWIO A BEfER.

{£F PA OfF9F 0 CSI B, FE.

FHO CSI 2=i%ituE 3-18 fr.
3-18 #[ CSI &&g8it

VCC-PE uu A

GND"H C0402 100pF_C46 [ L6 vee pe
GPIO
RGMI-RXD1/RMI-RXD1 U2
14 ©Sl-PcLK K= - PED/NCSI_PCLK/RGMII_RXD1/RMII_RXD1/1251_MCLK
. . PWMD/SDC1_CLK/UART3 TX/TWI3_SCK
RGMILTXCK/RMILTXCK U1
14 csio-McLk <& PE1/NCSI_MCLK/RGMII_TXCK/RMII_TXCK/I12S1_BCLK
< e s PWMT1/SDC1_CMDIUART3 RX/TWI3_SDA
RGMII-RXCTL/RMII-CRS-DV T
14 CSI0-HSYNC K= . PE2/NCSI_HSYNC/RGMII_RXCTL/RMII_CRS Dw1251 _LRCK
= : PWM2/SDC1_DO/UART3_CTS/TWTI_SC
RGMII-RXDO/RMI-RXDD T2
14 CSI0-VSYNG = . PE3/NCSI_VSYNGC/RGMII_RXDO/RMII RXDonzsw _DINO
o vy PWM3/SDC1 D1/UART3 RTS/TWI1 SDA
RGMI-TXDO/RMII-TXDO _ R3 dl g =
14 csiopo <& - PE4/NCSI_DO/RGMII_TXDO/RMII_TXD0/I251_DOUTO
. . , PWM2/SDC1_D2/TWI3_SCKITWI0_SCK
RGMIL-TXD1/RMILTXD1 R4 A = &
14 csioD1 <& PES/NCSI_D1/RGMIL TXD1/RMII_TXD1
. . PWMB/SDC1_D3TWI3_SDAITWIO_SDA
RGMII-TXCTL/RMI-TXEN RS A = =
14 csioD2 & PEG/NGSI_D2/RGMII_TXCTL/RMII_TXEN/LCD_D2
= : PWMB/UART1_TX/TWI4_SCK
RGMII-CLKIN/RMI-RXER N3
14 csiopp3 & E7/NGSI_D3/RGMII_CLKIN/RMI|_RXER/LCD_D15
s o = PWMT7/UART1_RX/1251_DOUTO/TWI4_SDA
14 csloDs —= PEB/NCSI_D4/MDC/LCD_D18
e —_— o PWMB/WIEGAND _D0/I12S1_DINO/TWI1_SCK
14 cslons <& = PE9/NCSI_DS/MDIO/LCD_D19
; ; PWMO9/WIEGAND D1/1251_LRCK/TWI1_SDA
EPHY-25M PE10 N5
14 csI0D6 < ' PE10/NCSI_D6/EPHY_25M/LCD_D20
2 = PWMTO/UART2_RTS/1251 BCLK/WIEGAND_DO
RGMILRXD2 __ PE11 N1
14 csion7 <& - PE11/NCSI_D7/RGMII_RXD3/LCD_D21
2 : CSI_SM_VS/UART2_CTS/I2ST_MCLK/WIEGAND_D1
RGMIL-RXD2 __ PE12 P2
14 csiobs K PE12/NCSI_D8/RGMII_RXD2/LCD D22
= d MIP|_CS|_MCLKOTUART2. TXJUART2 TX
RGMII-RXCK __ PE13 N2
14 csipDg K= PE13/NCS|_DI/RGMII_RXCK/LCD D23
A , MIPI_CSI MCLKT/UART2 RXJUART3 RX
RGMII-TXD3 __ PE14 P1
18 CoD10 CasaTrs—feie 77— PE14/NCSI_D10/RGMII_TXD3
14 CSI0-D11 - 7 PE15/NCSI_D11/RGMII_TXD2
14 PE16 3| PE16/TWIO_SCK/TWI4_SCK
14 PE17 PE17/TWID_SDA/TWI4_SDA

MIPI-CSI #O CSIHZIH =S T
® Sensor 4SS, a1 TWI/RESET/PWRDN £, #&iVfEFE PA [, EF 1.8V e,
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MAEELR: W

e MCLK #&EiNFE
gj‘o

o IB{&sL TWI ZEN i,

Ry TWIT RUABEfER.

® MIPI-CSI 74 4lane k% 2*2lane, {FHESEIRE
3_

MIPI CSI &%t

19 Rz,

B 3-19 MIPI CSI &%igit

(03]

VCC-PA

VCC_PA

WCC18 MCSI

PAD/MIPIA_RX_{ "KOF’.NCQI {ni:]

waDlA_Rx_"w c.:l_mn
PA3MIFIA_RX_D1PNCSI_D11
PA4/MIPIA_RX_DOPNCSI_D12

E13 C117 10pnf CO402
VCC1E-MCSI |eno
w15 S118 10pnE C2402 1| cup

PAS/MIPIA_RX_DON/MNCSI_D13

m| 3| | 32| o0l 0 | 0

PAB/MIPIB_RX_DON/NCSI_D1
TW 1_SCK/PWMO

TWI4_SCKITWI3_SCK/PWM2/UAR

PATIMIEIE_RX DOSINCS! Digr—
PASFMIPIB R ”15.'7”

A20 MIPI-CSI-DaP

D,
TWI4_SDATWI3_: DNPNMBJUARTE RX
PAT0MIFIE_RX_CKON/NCSI_HSYNCA

A2 MIPIB-CSICKMN

JRE

54

MIPI-CSI-RSTND

TEEFinmTRER NC EBZS, it SOC umER#E 33R EBFH, FRFR&(RATEH

IRNEEAEEREEM 10, FlunHORET PA O/ TWIT,

SSHIEMI 18

W PE

ﬁ

J24

MIPI-CSI-PWDONE

MIPI_RSTNO/NCSI_DE

MIPLCSI-MCLKD

MIPI_PWDNO/NCSI_D7

GND13

T"v'l\-_.CK

MIPI_MCLKO/NCSI_DO

GNDO

TWIT_SCKINGSI_D2

TWI1_SDA/NCSI_D3

mpes IR-CUT-CTRL-(3.3VGPIO)
CTRL= D(1.1V)
R-CUT-CIRL®
10VDD-CSI AV‘?'B'C ° IR-CUT-CTRL#{3.3VGPIO)
T AVDD{28V)
10VDD(1.8V)
| GND1
MIPLCSI-DOP
MIPECSI-DON MIPI_DOPINCSI_D12

MIPI-CSI-DIP

MIPI_DON/NGSI_D13

GND2

MIPLS 1N

MIFI_D1F/NCSI_D11

MIPI-CSI-CKF

MIPI_D1N/NCSI_D10

GND3

RD402 TWIT-SCK

MIPILCSICKN

MIPI_CKOP/NCSI_D8

R0O402 TWI1-SDA
R0O402 MIPICSI-RSTNO

MIPLCSI-D2P

MIPI_CKON/NCS1_D®

RD40Z2 MIPI-CSI-PWDNG

MIPI-CSI-D2N

MIPI_D2P/NCSI_D15

Mi

MIPI_DZN/NCSI_D14

GND5

MIPI_D3PITWI3_SDA

oom«lmmAuN‘»Dom*—lmunkum-.onmﬂmmaumwomm«lmmaum»Dmoe*-lm

MIPI_CSI_MCLKNTWIO_! .:CVJCLV FANOUTD B21 MIPIB-CSICKP — MIPI_DINTWI3_SCK
PAT1/MIPIB_RX_CKOP/NCSI VSYNCA— = < GNDE
MIFI_CSI MCLKI/TWIO SDAIGLK FANOUTI — | ; R MIPI_CKIPITWI0_SDA
PA12/NCSI_DO/MIPI_CSI_MCLKO/UARTD_TX TSR ST MIPI_CK1NITWIO_SCK
PA13/NCSI_D1/MIP|_CSI_MCLK1/UARTD_RX A St TVE LR PN DN MIPI_RSTN1/NCS|_MCLK
PA14/NCSI_D2/TWI1_SCK/CLK_FANOUTO W vy " i MIPI_PWDN1/NCSI_PCLK
PA1S/NCSI_D3/TWI1_SDA/CLK_FANOUT1 MIPLCSLMC il
PATB/NCSI_D4/TWI0_SCK/UART2_TX E 1 = = MIPI_MCLK#/NCSI_D1
PA17/NCSI_D5/TWID_SOA/UART3_RX T HETHD TWID_SCKINCSI_D4
PA18/NCSI_DG/WIEGAND_DOUART3_RTS D TW IO oDNNC.vI
PAIBINCSI_DTIWIEGAND_D1/UART3_CTS £ veraa IR-LED_EN DWM,GP\O
PAJONCSI_MCLK/CS|_SM_VSTCON_TRIG & Toconsia (\\ GPIO
FA21/NCSI_PCLK Fiiatn VCC-3va_0
\? VCC-3Va_1
GNDB
Ves3 10uFE. 100nF
= —— = = VCC-5V-0
10 PIAIMIPI-21ane| MIPI-4lane i coeod_Fns02 | bstaca,
PA) | MIPIA-CSI- MIPI-C ErICETS Ees o . e
2] MIPIA-CST MIEPI- tooss e i
EAZ MI A-CS1-— MIPI- ?ézz ::iﬂquF
ERZ MIPIA-C MIPI— l e
WCC-5V N I = 1 MIPI_CSI_MCLKD(P1)
E%g E;i% %:‘< %%E% DCIN-12V Cclan_i_‘f@noz TWIT_SCK/MIPI_CSI_S
VCg-3va o St L “ncr100R: EB7 o o Hhtht |°DNM'F" CSl SDAE
PRG P Lo8o3
ﬁ%% %%i% i %E% \? c:a{_;[_ J_ng BMMY a
Jovpe csl A8 MIE MIPI- 10uE_ __100nF
PA MI MIPI- coegd_Epdoz ,
PAL MI . oic = =
P Al 1 MI PI-CSI-RESE = =
» * PI-MIFI-CSI-MCLER217 D GND GND
Ps PI-TWI4-SCK R218
PI-TWI4-5DA R21&
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33



@LNIM[ER@

AR :

Vo
(Y8
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MIPI

Differential pairs

Z0= 100 ohm
% .
VCC-PI LED-FPWR
TPE3~ LED-PWR v
RE7 RIMDZ  MIPLCS L 112 o
REB j& RO402 E (S ©
REG {00K RO402 TP43~PWDN MIPLCSI-PWDHN 7 | NC 2
RBO07JG:00K Ro402 TP4G~RSTN_MIPI-CSIRSTN 3 E'R"E"ng” &
R U1l P P 26 o TP5(~SDA _ MIFICSISDA b
AT P el TPE{=SCK _ MIFI-CSISCK 5 :'J:
" B SCK
52, ¢ M -CSl-M GHDO
TPEZ-MCLK NPCSIMCLE ; s
TPS3~D0N _ MIPI-CSI-DON g SE‘E‘
AVDD-CSI DVDD-GSI  IOVDD-CSI TP54~<DOP _ MIFI-CSI-DOF i s
L ll
TPE5~D1N _ MIPLCSI-D1N 12 g:'r?z
ca3 ca4 ces TP56~D1F _ MIFIFCSIDIF 13
NC-10uF NC-10uF NC-10uF 14 | D1P
cosnd co803 coeod TPS7~CKN _ MIPLCSICKN 15 | GND3
TP5S~CKF__ MIF-CSICRE 18 | CKN
7 —_— —— e 17 CHP
GND GND GND 18 g:g;
AVDD-CSI 18 -
s s i  TPSg~avDQ AVDD-CSI e R
£ar oy amera SeLToL " pvDD-CsI1 '[ 21 \'—F 1
TPBQ—~DVD DVDD-CSI ) ST
10VDD-CS 23 %‘UD;'D_
TPEL~JOVDE  10VDD-CSI J 24 g
IoVDDZS
’:- oD EEL. o =
TPE2~GND 5
=k
GND
= TDO30673

3.11 SRR
V853 Audio Codec E5igiTHEINUT:

® AVCC XitEEEA 2.2uF, VRA1/VRA2 SHBEEZ S 470nF, X

® AVCC/VRA1/VRA2/AGND j&id OR EBfHEE R ZFiE,

FPC_24F XD5O0TA

EETEHEEL.

SOC SSRFBIREDIRITANE 3-20 A,
3-20 SOC imEIRaR SRt
AVCC VRAZ F. | MBLAS
£32 C33 C36
2 2uF 47007 —_ 470nF C35
D402 C0402 COo402 2.2uF
CO402
—F AGND I .
GHD.|” RS . 0R .RO402 GHD
® MICARBERIRITESF 7 RIRIRITAIRED RIS, MR 5F costdown, BICRARImRIT
735, AILIEE— ESD g5, WIRFTIRS mic BRI TN, HEERARESRIT.
® MICHYREMMEFRZERIE MIC FISHTRE, HT4HE MIC BbESRE— N ERFEARAE

TEE, REMRE MIC i HIREREESTRERE MBIAS i—3.

WS OIKBEERRNBIRAE]. RE—
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AT W

o MICHANIRE] SOC Z/EEINTRER OR EERE/5fE debug ESD, FRESBEREIN 2.2R~5.1R, 1R#E ESD
W SR ERT IR FEYE.

MIC &g B 3-21 .
3-21 MIC &#igit
MIC

GND
= c52
R32 1K MBIAS 1uF .
cs4 Ro402™ 0402 ||'GND
— T 3pF R33 15K
e D402 RO4DZ 5 C57
b 1 MIC1P-MIC | (00nF __ MICNIP
B 2 2 RI5: ! lcoanz
> | cso oR | oeo
T 100pF RO402 T 4TuF T2
DGHSEMBOSD % | = C0402 c0803
e cat
MIIC TN-MIC 100NE _ MICH1N
=} (=] |
@ ] (el ! ENOZ
| cea oR L Rw Bl 18K
EE 33pF =3 RO402 RO402
Cco402 R38 52 K ||
RO402 "GNG
2 a =
GND
GND
Close to MIC
GND
= c128
R125 1K MBIAS 1uF i
c138 RO402 5 ||'G“D
 33pF Ri84 15K
MI.CKZ 0402 Ro402™ " Rz c13a
s MICIP-MIC | [00nE___ MICHIF
I —1= E R 1 kodoz
| A ciar oR | c13s
— 100pF RO402 T aTuF o2
DGHSEMBDSD x| = co402 co803
o | @ ciaz
pA 3 MIC2NMIC | 100nF  MIC2N
2 | B ZN-MIC F_ MICN2N
a ] W 1 o402
1 cim oR L RiBB, Bl ,1.5¢
5 33pF 2 RO402 RO402
co402 R187, 52 1K
L_-RIBT, L /\_| \GND
RO402 I
w o —
a GND
GND

o V853 irmiu\iEt, Bimia S TUSTIEOAZS LINEOUTP 5L, RRPSIINEREES
BUATRIFEPEZIME, Ede ETERMIY\SIE, TIRORIHRY, iTERIRFEEMEANEA, RINHEEIEAES
SRS, BEREARINIASHEEKRE.

o [HN\ ez SN 1R EBREIZS ESD 1AL,
LINEOUTP/N {EJ9 SPEAKER ERimFNIES HHEEEEINE 3-22 Fiix.
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Auvwiner .
SR W

3-22 B\&Eigit

us
R36,JOQK__ R0402
GND‘\| .
PA-SHDN i 8 SPK+
GND | [ CI3 [ o[ SHOMNE  MOL TS
tmacz 3 | BYPASS GND 7 B4 100R-1A T
4| IN+ p L0603
IN- Vo1 o
NCINS4890
c58 =
LNEOUTP | NC/390nF_R35 20K-1% R34 T5K-1% —
| o0z RO402 ROA02 N
J14
Gain= 2+75/20 IRAKEMEE Bs 100R-1A 1
L0603 < 55 /|
86 100R-1A : NC/CONTYZ-Z.54-M NC
V L0603 x x
L e
ko )
B3 x
cs6 | 5 .l.cs 5
22pF X _ 22pF X
co402 2 co402| 2
a w w
ERiAAlawme010 8 5
GND GND
C320 22pF
(GND
©319 Rin 0402 |
LINEOUTN | (100nF R241 100K-1% lcazy F
| o402 RO4T2 U1 l—‘ 0402 72
c323 c1 A3 |
LINEOUTP, | (100nF R243 100kC1% A1 | INN VON ¢3 2 N
| Coanz ROAG2 INP vop £ e 2
PA-SHDN 3 c2 B2 PS . : NC/CONTXZZ54-M
OFF# PVDD mg7— ) B7 Amonm T -
é\ﬁ[):% AZ L0603 = o
R242 B3 can 3| 3
100K GHDY 10uF-10V g | a
RO402  AWBDIOCSR C0603 il A
Close to PA ] o
- o~
S = i [a] [=]
GND =
GND Cleose to PR =

e LINEIN NI K KEBES E—F4%E] SOC MIC1P/MIC2P i Nim, LINE IN i&itEBEINE
3-23 Ffizzs.

3-23 LINE IN &%i8it
MIC

GND e
= GND GND!
= = cs2
{ | R32 5 A1 MBIAS luF h‘GND
Ccs4 | Rar ] RO402 Eoim
. 33pF NC/4.7K R33 1.5
e 1 T O hiciemc i i 2 MICINTF
CON2 l M o A | pocee
pitch1_25_90_smd_2pin| 2 cse R dcm
st || 100pF ROM02 47wk o2
& x [ = co402 coena
2|9 T ce1
s | = WICIN-MIC ADOnE  MICINTN
é E l R | Boioz
= O O cea R 4 RI7 A3 ALEK
GND z HE 2 33pF  F2 RO402 RO4D2” srenzia agle-sndes
co402 R38 32 ATK
e
a g Cﬁg ¥C
GND B i
R23 R3E
fEifsoc s X AHCE e
MICINTP R244\/WR R0402 LINEINL C11 | ‘A,TLEF C0603 46 ,\}\75.\ R0402 TR,
« o ~
MICIN2P R245MUJR R0402 LINEINR C‘Kg ‘A.Tuf o8l Rﬂiﬂ,\}\?y\ R04Q2 Y =
; b 5
x x
3 | E
RiB%. RAT 8 g = PeaF
47K 4TK w u  GND
R04@2 R0402
~ o
a a
GND GND GND NI
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40 BT-PCM-OUT,

V853 IFFE 12S 2, {HFATER SOC i DATA IN/OUT i, Bl 12S-DIN #24M&/Y DOUT
12S-DOUT #24M&aY DIN %0 BT-PCM-DIN,

AN

LINE IN IheefREER MICIHEE, &r-mi A LFE line in IhgE, BEXREE FAE,

3.12 ADC HBE&igit

BT LA R SRISIR R T REAIAS N FE IR TORE,

152}

AVCC

T R54

V853 it BtiE 4 E GPADC 2[00, REERIECA 12-bit, BN 9-bit, BRAFRERS 1Mhz,
EA 1.8V,

ADC i+ T:

RES R, BEREFIIEE, HFER 1%EEEH. Rl RIEHEEE TG, GPADC
MILEEB RSB 0~1.8V, AR 0.12V, RIREREEZERN 0.12V LA L,

GPADC Zigaedisl®, RIE-mBRH TIRINEENR. MRAFERE, 558 SDK FE,
M GPADC w7 51K _EHiFEFEZEI AVCC, &N GPADCO AJLA floating.

GPADC {EAXIMEONZEERR, EORFRinTERE K KEBH.
RESET, POWER 3&EEtRIE =M Kt .
UBOOT & AfBdit RIRSEFaiE, BRIETREREAEEETE.

EEREEFNAIVE=M, BSURIEET—MREEFRENL R, BRIEFSEIANETE
R RAYIER.

1) UBOOT #&iEiEid USB RS E14;
2) SEMHEERE+POWER &5
3) PF O CARD E4FRAR;
T ERIRINE 3-24 Fi.
3-24 IFESER

GPADCO R49

6.8K-1%

R50
8.2K-1%
R0402

R51
10K-1%
RO402

R353
13K-1%
R0402

2
11K-1%
R0402

a
=}
B
<}
&}

n1K-1%
R0402

% 3 "

cr2:, | K1

VOL+

K2
VOL-

K3
MENU

K4
ENTER

—_
I . -
e

D13 NC-ESD5451X-2-TR
gy T
g g
2 e o
r—f g
i Tt
=3

—
—_

K5 C73 K&
HOME 1nF UBOOT
C0402

1T
|
PN

InF_~
C040Z

2
4"
4"
4"
4"
4"
.|||

(o]
=
o
(2]
z
o
@
-
=]
[o]
4
o
[o]
=
=]
(2]
Zz
=]
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GPADCT {RAEEItREEEIGNINREER , RAAD EREIEFER, BIREESHEER. &2 AXP2101
7%, BIfEF AXP2101 IEREBETT.

ADC E3thFBFAENHEEFFBERANE] 3-25 A7,

3-25 HEBEENBESERT

GPADC1

VBAT

RP80

P50
1nF
0402

RP81
200K-1%
R0402

2 470K-1%
R0402

GND —
GND

3.13 WIiFi/BT BB &1t

WiFi/BT it ERuT:
WiFi 1&28 SDIO FBSFE£5 PG OB FHRF—.
WiFi 152E3 B IREE s saidEE) PG [0, &iEREMYE 10, FiF=m Itk a8,

SDIO {9 CLK 3FEE R4 33REBH, FHEFHIZ— 5.6pF BAZHE, R CLK LAYEETIL,
73.SDIO iy CLK A B 25T WiFi,

F¥=im UART TX/RX/CTS/RTS (ESMMSHRAEIRESRXIEE, Fizim PCM IN/OUT F5470
SiaRis =S WiEE, BT #&5 UART #1 12S sEEXRNZE 3-11 s,

& 3-11 BT (55i&iZ%iR0B

Fizis BT i Fizsin BT i

UART-RX UART-TX PCM-CLK PCM-CLK
UART-TX UART-RX PCM-SYNC PCM-SYNC
UART-RTS UART-CTS PCM-DOUT PCM-DIN
UART-CTS UART-RTS PCM-DIN PCM-DOUT

o ZfEeEH XR819S/XR829 A, XR819S/XR829 SiRATHEF154Y REFCLK-OUT PIN,

I

£EEER CLKFANOUT BJLUIt 32.768KHz A$H, XR819S/XR829 MEREH 32K SRHRFRER,
HAMERERAY 32.768KHz RIthiaHESRY, T4 LPCLK RilEithbiE, 32K fanout 2&1%i4N
& 3-26 A,

3-26 32K fanout &&igit

=] NC3
= NC4
NC5
AP-CK32KO-CN g
[ XTALT g | LPCLK
— XTALZ 5 ﬂﬁtg
GND VCT1VE
VCC-PG I —
3 _ VCCTVE RIS
R4 C-33K RO402 32KFOUT [ 2
I_—’\.l\"l\/'3 T PLL-V18
2| Ana-vis
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® WiFi FRZIRITHZINTRE NEILACRRE, T RERIILE . RELESHRIHNE 3-27 Fir.
3-27 R&LERE &%t

31
NCo [nao=

NC7 [S5—X J3A1
NC8 [
ot ?g RZ05A1 03, R0402 ; :
NGO o C228A1 C227A1 2
40 ANT1 NC NC
AN c0402 C0402 SNz
30 . | =
NC11 35— — — GND
NC12 95— GND GND
NC13 55—
NG Fog—x WL-HOST-WAKE
WIRQ VCC33WIFI
39 C86A1| R2pF_C0402
X33 | VCCIve 1T |aho
9 C92A1) @.7uF_COBO3
DIG-V18 VCCAVTFITO | B ||'GND
R T COTA1| R.TuF C0603 [lano
vop-on 2 CEBAT) RIUF CO402_lIenp
8 CBYA1| R.2uF_CO402
VEBESW VCCIvE 1T ||'GND
e i T COTA1) [220FC0402 =
— — —_ ore 14 S| = S (=) N/
o MFHEARRE KA WIiFi t&E, BENRFEIRINHESR WiFi R BZiHES .

3.14 UART

CPUX BYJTAG iEIl#ZALIR UART ZOFEMRE, LMEFLELN. EFTLATH, BRE
REMR A, NSRRI E. UART EOEINIEIINREREE, BntiEiKipEt
WK PRI Z B ERE, SEWRTIFAERSERMGAEE, TIREERFERNT 1V, &
EEFRFGEIR, 880 RX A0 TXEiN R 1K BBfE, &% ESD Mgt Bhlbiszen ke (AT FReaiRifes
M PIN, UART EBEESHiRiHI0E 3-28 F.

3-28 UART &[O&=Ei&it

VCC-IO

UART
%o 7l s L fRIRE L, 20

R0402 D1

CPUX-RX R219.. 1K | ﬂ8581QWUARTO-RX

0402

TP5 RX TP40_SMD

CPUX-TX R21 /\K/\R(MGZ UARTO-TX

TP6 TX TP40_SMD

fo TP7 GND TP40_SMD

GND

3.15 TWI

® PI[OTWI4 AEES PMIC B TWIETEL, AENSEM 12C 18551,

® TWI &XK37#F 400Kbit/s FHEHIERSR, Sk BN EREBIE, #EFEN 2.0K~2.2K, LHEBIFEARXY
N GPIO EBjRls, SRFZMUASEE PR,

o TWI ENNTFEFAEHERE, ENECES 100Kbit/s FMEmIER,

o TWI HEFERESERTSE, TEE—E TWI BalgsalLIM PH/PI/PE O3 |4E, it RAEAES
—4A,
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3.16 GPIO&4FHEE RN AR

GPIO SEcEMIRIRIFEEHTIRIT, B2MERE, FENGEE TR,

GPIO 5 chY, 1BHA(REESFAEITES, ERIAYEBEEUIILE GPIO BYRBIREL, LABFYMRE SOC iF
EBERA%E. W PE O LAz FHiZ| VCC-PE O, FrERIEE, HIEXEEE.

BEHEMIAEIRS Y GPIO, AILURIEIMRFERIAITREAIEEEE, W PC, PE, PGF, £&
PH O—f%H VCC-10 #EBEAIA 3.3V, fERRHFRIMREBIILEDERE,

V853 & GPIO BBiFEiFMI & 3-11 Fims.
% 3-11 GPIO HjEiH#

GPIO 4 |#EHIERE | IOBRE | IOBE | &F
PA VDD-SYS VCC-PA 1.8/3.3V | & MIPI-CSI MCLKF1 TWI{EER PAO,
NEREF7 1.8V

PC VDD-SYS VCC-PC 1.8/3.3V

PD VDD-SYS VCC-PD 1.8/3.3V

PE VDD-SYS VCC-PE 1.8/3.3V

PF VDD-SYS VCC33-PF | 1.8/3.3V [ 1) HrF=Em{EHH CARD Ihgeht, AIpk
VCC18-PF ;B%/&C{);i}fﬁ, VCC18-PF #1 VCC33-PF

PE VDD-SYS VCC-PE 1.8/3.3V

PG VDD-SYS VCC-PG 1.8/3.3V

PH VDD-SYS VCC-10 3.3V

PI VDD-SYS VCC-PI 1.8/3.3V | &2FE PMU, &8 1.8V

PC/PF QR ENIEREIBHENTRAUEE, HiatdET 10 SARRFINMES, Fild
AW PC/PF CIS{HFERAT . WU\ B/ MR AR ERESThRE(E .

EHIMEXT GPIO Erasiuk

|=2A
57

N PR RIS RIThEERRRI=H 10 NS~ AT, WU\ THRfsERESREIN

FEfERzH) 10 IBINTAFERE, R ERBFSRAT AN CER IR URARES.

SFFIX—HEBEFRERR 10 NESLZAFER 10 Z=40E,

STFELAREEARY GPIO, Hi%4H GPIO 2¥x7E8iRls, w0 VCC-PE, VCC-PI &, #4H GPIO &
WiE, BiEZE,

V853 Ei9> GPIO BEpk L NHIFEME, @I AEE, F4E GPIO L FREEINE 3-1 Fim.

% 3-12 GPIO &R LET4HiEpE

GPIO 4

ETHFEERR B

PC1-PC10/PF3

15K +20%
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PGO-PG5 33K +20%
PI1~Pl4 4.7K +20%
Hith 100K +20%

® PIOPIN~Pl4 TWI(ZE2ERERE 4.7K HHIEEME, BRIANMERREELEHR,

SEINFHEE _ERIFBRR, ETF IR,
e IHHGPIO HIREIREN 1.8V IO K, EEMEERM 10 MERAEEEH, BIKEES GPIO
0X0340 5FF=5.

FToNaR AL, R EAAPA

L[] %X

RIHEREARERERISER datasheet, BIANARERIXEHEEREGRRBEIKAEE FAE.
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4 PCBigi

41 BEIRIT
V853 BILIRA 4 BRI 6 BARigit,
o 4 EIREIARA SGSP B
4 EiRE 0.8~1.6mm EEiRITSFWE 4-1 Fi-.
4-1 4 ER|E 0.8~1.6mm EE&EigiT

[Total layers:
Board U.8~1.6 mm +-
10%
Typical FR4 |
NIG({h 28 &)
Stackup Control Table
- Stackup Structure Impedance Requirements Layer definiion
Thickness . Impedance spec |Referenc| Width/space
Layer Type (mil) Dk(with Sim Z0) (Ohms) e layer (mil) Sim Z0(Ohms) DDR other signals
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8
50+10% 2 4.5
85+10% 2 5/5 q
1 TOP 1.6 0.30z+plating 90£10% 5 3455 Signal Signal
100+10% 2 4/8
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
2 GND 1.2 1.00z GND GND
core 20~50 3.8-45
50+10% 412 4 50.16 .
3 PWR 1.2 1.00z 85510% 42 215 84.62 Signal Power
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
50+10% 3 45 5 g
4 BOTTOM 16 0.302+platin oxl0n 2 — —_— i o
: 2ezplating 90+10% 3 4.4/5 91.29
100£10% 3 4/8 100.77
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8
Board thickness:| 31~63
57 =4/t
® 6 EMREEINKFA SGSPGS R4,
S, h s——
— = —
6 EIRE 1.6mm SEIRTTSFUNE 4-2 Fi7m.
152}
B 4-26 Eb'il 1.6mm EESERit
Total layers:
Board o
thickness: 1.6 mm +/-10%
PCB material:| Typical FR4
Surface finish[ENIG(/L & &)
Stackup Control Table
A Stackup Structure impedance Requirements Layer definiion
Thickness " Impedance spec |Reference " " Sim .
Layer Type (mil) Dk(with Sim Z0) (Ohms) laver Width/space(mil) Z0(Ohms) DDR other signals
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8
50+£10% 2 45 NA
1 ToP 1.6 0.30z+plating i : == m signal Signal
+10%
100£10% 2 4/8 NA
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
2 GND1 Hk2: 1.00z GND GND
core 3.5~4 3.8-4.5
50£10% 284/5 4.5 NA
85+10% 234 5/6.5 NA
- | SIG 1.2 1.00z 90£10% 285 24061 NA Signal Signal / power
100+10% 235 417 NA
FR4 ~40 3.5-4.5
50+£10% 235 45 NA
85+£10% 285 5/6.5 NA .
4 SIG 1.2 1.00z 90£10% 285 2.4/6.1 NA power Signal / power
100£10% 235 417 NA
core 3.5~4 3.8-45
(45~50)£10% 436 3 NA .
5 SIG/GND2 1.2 1.00z 85£10% 436 35/6.0 NA Signal GND
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
50+£10% 5 4.5 NA
o
6 BOTTOM 1.6 0.30z+plating ggﬂgn//: : 4555 mi GND Signal
100£10% 5 4/8 NA
solder mask 0.5 SM 3.4-38
Board thickness ~63

N

# PCB EHEEEREE 52T DRAM EREEA—HEY, FEEHITE DRAM SELERH
PEEEK, HEAREE FAE BTIOERIA.
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4.2 SOC fanout

V853 $#E4 TFGBA-318,0.5 ball pitch, 0.3ball size, PCBi&itAtEL&EERA 4mil 45 -4mil
B8R, ZWHELTTAEEE 3.5MIL, KA 4 2R fanout BT,

4 E#x Fanout MU

o E—F F”ER Ball, aTLANTEERRI HES (fanout XIFZE 4mil, £8E 4 mil, H7 fanout
XigizEERER layout ZEEE/MZ 2 (BERITE)

e FE=ZF;XER Ball, A 8/16mil TFLEEH, MNHNEEHLZ,;
e ViafiicBEDAG, BHRESHELEE,
e &) Power 1 GND gYEK, F3 8/16mil id¥LM Bottom EEfIHE, TREBEHRELNEREE.
V853 4 Ziik fanout 7~fIENE 4-3 Fi7x.
4-3 SOC 4 Bt fanout 7=l
TOP BE—15E5 BOTTOM E—Hj&

I

B_E—GND BF=E—F5
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(#]0

43 INEZ layout EiY

43.1 ZESET LAYOUT ikit
DCXO A$#0 32K Atz Layout SREBLATIRNY:

o RIRRESIR ICIEM, & DCXO-XOUT/DCXO-XIN, X32KOUT/X32KIN EL/NF 600mil, i
D> PCBELEERE, RILRIRINREE.

° EIRAIICEIRR BN RIRE HIE.

o EiRNREELXIEHAIINEFIEHE, B GND Rk, HIEHEELE.

® DCXO-RFCLK HEiffhis WiFi 124, £EaMES, SEERE,
RoAdEhEL layout 2&WNE 4-4 Fii.,

4-4 RERPESZE LAYOUT &%

m

i i N

43.2 EMFRSEE Layout ikit
SERFNRFRECE PIN i Layout KEELATERER:
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433

4.4

e S(I(55 PCB FEBMEL. BFHZOGES, XM InF BBERIA SOCHE, 12 ESD 148E.
o NMI FFFHRHUHSS, PCB FEQMEL, Wb 1nF BESR SOC HE.
o [HHECEIEX TEST ZF PIN F=RbIE,

SOC E8j Layout i&it
SOC IREEIREIY Layout RALAITEN:

® SOC A fanout EIIRIBETMENSE, SYS/DRAM HHIER AR EL BT, SYS
EEENERE 1A OB REEH. SYS/DRAM FER AR REIEFEEINE 4-4 Fis.

4-5 VDD-SYS/VCC-DRAM HjEE&SE

® VDD-SYSFB FEEEL, FEEHATRINHEHRES.
o XIKHFEMRAFEREL SOCHE, NEEEERNFEBERIR.
® VCC-RTC/VCC-PLL/AVCC &84 EIRREASENT SOC pin HIFLE.

EEiR LAYOUT it
PMIC B2 Layout SRFEELATERY:

® PMIC KRk, BREFEREERNHEER—E,; 7F PMIC FREEFUSIEKE, oTLUEER
EBASABHNERE PMIC KELE FA.

o HNIEKEARESIR PS Pin, F/MNERBICETEREREEHAZI PMIC, INBTFLEIER
BHISFLADTF 44, BIRMABERELSENE 4-6 Bk,

4-6 PMU M \BBELESE

ACIN or VBUS

A, [ |
HhEpmic ‘

ACIN or VBUS

T EIN Jf)(

PMIC, L%
ARAFIT [

o DCDCHtHEAENSHREINE, RBOSORNRS INER LX ESH0TL.

e PMIC #1899 BUCK BB, BMINBARESIR PMIC BYEIA pin, WMERHNEBEE PMIC Y pin
Nix, BH5INGR,, ERNTE. £ TELL &GS\ TR0 H B S p A RIS ER.

BUCK DCDC EBR[EIEEINE 4-7 Fims.
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4.5

4-7 BUCK DCDC HiZEES

---..:ﬁﬁﬁ%ﬁ

. Pmic —eeb TR
VIN pin 1+ _| LX pin
-_.:CEJJ_r ...... :’ | Y'Y I ....... ; -Lt‘:'*ﬁ*ﬁiiﬁ:
TR 45 L ' | |
| L1 : :
£ | _“: ‘. E _-— | RG]
o ]| : . s U
LPANEE R | T 45 ; HH AR | 7 |
i 0 i !
™ 8 —_—— !
ropeccsncscssdhcccccccccccsascccnse L |
PGND pin PGND pin
Buck #i#h

FEINS PMIC 18, (RIEFEBMENRHRET, REFE PMICH LX pin, LERHEBIREK,
PMIC B9 PS MIARIFE— 1 EEIRYHE.

FERELE, BHBESSBERKRG, KIREFBN, A 4~10mil f9%35| PMIC BIF],
[RI%EAE TOP ES LX N TELRER, RIFFAENBRTL. RREEFHHERIKR CLKZ

KRS,

® SYSFBREmm&IR, RIREMAEELZ, #FF CLK FhTHRES, TEsRESIF, BH
FRSFE—RERI .

e FLDCDCT HRIFRELL PMU B9E i LDO 1B, ELFEEINE.
MN\FEARRESIA PMICHI LDOIN Pin, {RIEBARERBEREHERER, BF 100mA~1A,

HHAEARRESRIR PMICHI LDOOUT Pin, {RiIE PMIC fYItHEIT LDO BR/EHERREAE,
HAZHERIREK, BHE/ 100mA~500mA,

VREF NEBBRRESIA Pin i), BAEMARERE SW/CLK EFXMINMES, BRI,
PMIC 5&4tiEiR| RESET/NMI HESRHTES, ELLEFHMSRES, KA 4mil BIEL.
PMIC ie3B PAD 17 2t EEE, AEMERSERESTN, FITFTE.

VBUS HERREMMHNE, BREREX, RONRIERILIRISRARIHIIEETR.

DRAM LAYOUT i&it

EHERES SIPl {FEMEFFARIRIERERIE, DRAM RiHEEZEBESEIRMA PCB &R,
LAES{R DRAM (4H8EAIASRENE.

MRFHIRFITETTESNER, SSRERIEHTT Layout,

/A ar

DRAM layout iE5EE COPY £7& DEMO igit, EEHNRITE K, iBEKE S E FAE ‘S8R, layout
E3k, PCB SERATFRLAZEIE™E FAE 1EHIA.
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4.6 eMMC LAYOUT igit+

eMMC &Y Layout RAELATERN:
o eMMC NRIFERIEN, FBEAIIFEIR eMMC BIRERIER,

VCC/VCCQEBEA/NT 12mil, BREZERBRNERIREL, BiREG LATF, WiELtD
FLEERDTF 24, BRIFIRRRHE,

eMMC-CLK (F5 SR AFEAEER, BESEREEEZIERE <300mil,

eMMC 55 <2000mil, FEEER EREDFTIF, FBig 3 1.

SE&MEHIEH) 500hm, SEIEAR/NT 2 (S5EL5R.

DO~D7. DS 8% CLK Z{<#54 <300mil,

ELEREETSMES, SYRIEEEZSEFHTE.

2C)%LFIEW DS EEMaitatIE, Si@EdiIFS GND FmiEsE, NRAEEMURIFLEE>3 5
® eMMC NC/RFU FHREBSHERT, FUATEELEBEXLESSHIR. b, ZEft eMMC

ESEEE—E. IRHLELE R, FESEHR eMMC PCB 33, KiE—2 NC/RFU 1Y ball,

4.7 SD Card LAYOUT %1t

CARD #&iY Layout RALITFERN:
o CLK SHiZRBEFERTITER, BHES5FHE CLK EEELIERE <300mil,
VCC-CARD W48 ERYEEFEFIFBSMESFITREEER, VCC-CARD ELFEA/NTF 12mil,

=5 &METEH 500hm, KE/AVF 10CM, ZgEIEEA/NT 2 {2455, DO~D3 1833 CLK Fi<izl
<500mil,

EELRERTESMES, FS4ELSETETE.

CLK feithah i, SithiBidigFlS GND FEiER. MRAEENIRIFEIAE> 3 {F45E.
ESD sef4Seii REEINE, REEERIELS AN ESD a5, HiEHEERH-
REESN I EFE S .

4.8 SDIO LAYOUT %1t

SDIO &Y Layout EALATERM:
o CLK BBzEEssn =R, HES5F T CLK iEEELERE <300mil,

o (SSLMAHIEH 500hm, KE/NF 10CM, ZEIEA/INT 2 {545, DO~D3 XY CLK Z<izHl
<500mil,

o ELREBTSMES, FS4ELSETHETE.
o CLK{HEthati®, EithiEidiIflS GND FHER. MRAEEINIRIFEIENE> 3 (S5,

4.9 USB LAYOUT igit
USB #&iY Layout SERILATEN:
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VCC33-USB FEL4LES 8~12mil, VCC33-USB 19 0.1uF BB, BB ICIEM,
fUSB-DM/USB-DP {§5&5EL, E2DMRINA 90ohm, (REELSEEFEDE.

USB-DM/USB-DP iV 5HEESHIEIEAT 10 mil, R ELERS T THHESHMBESRK
X,

USB-DM/USB-DP E&EETEBER T, ELRLEFHFTHEITFL,

USB-DM/USB-DP E&I5ANAESRIERTET 135 E; {RIE USB ELAKEREHITE 4000mil
LA, FEE&ANIFLAEE 2 1N

TVS S84 EBESEIR USB FEFZERL.
USB EEF&BIINSIEIERIZEIY TOP M e, HEttEHREN o,

USB &S5 NE 4-8 Fimr.
4-8 USB EEXSE

Failure to maintain parallelism of USB 2.0 data lines

Don't cross plane splits

/

Avoid creating stubs

4.10 TR LAYOUT 81t

4.10.1 RGB LAYOUT i&it
RGB ##iY Layout SEFELATRN:

55 % L REBEENGEIAE T,

LCD LR EHE 3W R, nRgE, WEDERFE 2W R,
LCD-CLK EH a2, EREEEIEtiTfl.

LCD &fI2EFEETE,

BYCEREREK: PS, VLED+, VLED-FERIMESAILEEETE 20mil LLE,

4.10.2 MIPI-DSI LAYOUT i&it+
MIPI-DSI #i¥ Layout SRFELATERN:

PRTESK: Bim 500hm, £ 1000hm,

EDXARKEE 10mil A, EZ9XZERHKEZE 160mil A,
REMRIEEEZNSETETE.

BYCHBIRENK: PS, VLED+, VLED-FrERIMBHZEEEAE 20mil LA L,
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4.11 CSI LAYOUT gt

CSI &Y Layout EFELATRN:
e AVDD, IOVDD #1 DVDD RUEKEBE B EIIEAENE.
o MCLK B93ItthEB S &% SRExEE RS F%, PCLK S3ZEEHEER sensor i,

o MCLK HZEGMEL, R PCB TAFIR, FRERIHESS28MN, FRIFXESSERE
<15mil ZHEIRTEMBEL.

® NCSI PCLK EEGIthELL, (IR PCB TEEIR, FEERIHESSAREMN, SRFZEE4%E
iE)EE < 15mil ERFTCEMES.

® MIPI ESESLFRE 1000hm [BIILE, e, ELRERE, MRE.
& ESVAFK 10mil, XFEZFL<300mil (HNikr) .
® NFENEDTIETIN, SESTIERMEIRT, BRFEIE>15mil,
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4.12 =40 LAYOUT igit
SOC imEsRERo I Layout RALITRN:

AVCC/VRA1/VRA2/AGND £tFES . HEIEFRREILESEN,

AVCC FEMFEIRGFRT, layout iFEAIEMSFRIBIRRAD > ES, B/NEfbEIERT AVCC
BYFHE.

PCB &4 AVCC £2%>10 mil: VRA1 £&35>10 mil; £+ <300mil,
AGND E5—R B, BiA=E>20mil, AGND EHhEEfEIEZS) GND EEASIFL>2 4N,

AVCC/VRA1/VRA2/AGND FEZ&SEIWE 4-9 Fimx.

4-9 AVCC/VAR1/VRA2/AGND E£&&%

L

MIC Y Layout SERILATEN:

MIC SMElRE{H B RIR R E IR,

MICXP/MICxN, EEDEL, L5 4mil, ZE6 4mil, S,

MIC ELRIZMIERE (>=200mil) RF, PA, FXEEIR.

MBIAS 5 MICxP/MICxN F{TELk, £z 10mil,

ESD geftw/mEein MIC IR, M MIC 5|HRAVESWRSEET ESD g8, R bR T
LINEINL (558, £ 4mil, EERIITESRESITHES.

LINEOUTP/N &34 P. N {E50BIREDEL, £ 4mil, ZekE 4mil, B,

WRAETE OIKBEERHRINBIRAE]. RE—INF 50



@LNIM[ER@

MIEER . W

4.13 WiFi f02k&% LAYOUT igit
WiFi ZY Layout SRALATEN:

o REREFAIREEHREZO, ImEHEIR. DDR. LCD B8, B&k, Dik. SPEAKER FZH/4%
TFHRIEIR,

® SDIO RIELS* SDIO ZBoHY layout IZITER,

o RESREITH) 500hm, ATEARGER DTG, BREREENSERLEE, RESESETHRER
o, FEMIEERAIRGIERRF—, MASIdfl, I FERZTH EPAD,
WiFi RetbEiRSEi2itNE 4-10 Fm.

4-10 WiFi XZittolig LAYOUT &%

o IHISFEERBEARRE, Ft{TEMIE, FISSRFTHT L, SHNEFRIT BRI T,
o GDEMBRLIREANILEESEME, FRETE, &E, Tox, T, LiHfA.

® UNfFEF PCB E&AERE, BRREREAEAMMEIKETEES, EEXATF 50mm?2, KREARKE
DEEEEREE 1cm LA L,
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5

5.1

5.1.1

5.1.2

EMC i&it

ESD i1t
P75 ESD MR #IB%I LCD 155, £l TP ANEAR. RAeRSZaM, F=R0 ESD [asss
MIZi8it. BRFREDT. WIS, TTRASRSHIEX, MRS ESD HAtERRS, H
TROERFEER, RIS yEERES ESD i8it. TENEEEIRZIT. PCBiRt. &HIE.
i AN R
[EIEE ESD i&it
EIEE ESD NS EMT:
® ZRHXEE PIN TEST & PIN AEBURMSS, ST, #1 ESD 8E4R53, MR AES | HEL,
RS 10 BH7 ESD 8808, 25BN PIN £ ESD 85h BB FHES RS ESD,
%0 HP-DET/USB-1D/CARD-DET/MIC-DET &Gl PIN, 15 EZ SOC imsizBEERITRS ESD

o HS-MIC{ES/5#O5ME PIN, BRTIEIN ESD RPN, HEEIEINE HS-MIC Fl SOC inshiE
1K~1.5K

FEPE, ERXIHIEIR InF B, IBSEERSE HS-MIC XIHBEZRHCN 1nF BIFT,
o HEMIYBRIEZOXEERIFNSS LTE A&ERY ESD fRiFs:.

o S(UESXI InF BEFAEERN, EMESELTER GND ELHRIF, ENERNEHITER
3

o XTEGL. Bk, TPAERE LRy reset (55, FERA LRI HERAINEEIN 1~100nF
EE R,

o KEESUREIRRA LC/RCIEIRIRIT, 40 PA BiRinER 1R FEBRRIZSMIUL 1C #Y ESD 148E,

o IS/ EEERENREN, W speaker, MIC, E#l. USB, TF, #&%%, M/NLE&ER
ESD 24

o EROEEERIEIIRSFRIFFASFEENL, A0E Card HEEFFRAILIITIRIFENR Card $(F.

PCB ESD &1t
PCB ESD 1IN SEUT:

® PCB EBZRITW/ARIEADT 1L 55EAY GND S, ArERY ESD SR BB S FLIEREEIX
N5oEAY GND F@E; HERAIgEZRYH GND,

® POWER EHELY, GND EERF AT 3H (H € POWER FEmEiExS GND EEHSE) .
® 7t PCB PUEIENHERIFIR; DDR Z5RPUEEI A GND {RiF.,

® XE#EES (RESET/NMI/Clock &) SHubiEEA/NTF 5mm, ERFURSESERNHRIZ GND §F
RZEEEA~/NF 10mils,

® CPU/DRAM/EifrT ESD SUBRIXERRYF, BN EIZEOREREANT 20mm, WMRNTF
20mm, EVHEERF®RE, FEIEEEMROANT S5mm,
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5.1.3

5.1.4

K55S (RESET/NMI/Clock &) RE#aS/MBZOES (USB/SD/HP &) ai421d 10 ffik
BOFELBMHITESL,;, WRATER, HIPFHTINELKEARET 100mils; 10 FRPETARE
REEL, EUREXHER FERNERE.

TICINEBEOEESRENENMES, ELERZ RIS,

WIRIRIESMNERIEIRRS (USB/SD) £EIINEIERYF, TiIEEEITIIFLERZ GND FE, 81
GND 885 GND ¥EzEfEzIf LAL>TF 31,

SHFERS ESD BEUGEER AR 10, A4 10 GND 3z Hsk, 53 GND FBrERERELBh LR
EHAT GND (EEEEREEZISEEN) .

HMNEREO{EE (USB/SD/HP) wA/RiZeszshER ESD 8844, ##47 ESD {®4P. N FERTZ, FMEREO
55 ESD 4B ERATREsETINERIEERS, S5iEEESREAIIFL; ESD ssisitinE @
IFLIEZR GND FE, MEESAHERDT 34, MINREOMR, YWREHEER ESD 2844,
Rojgess, ENEEBETEESEEL.

B4tk ESD $E3E
(4 ESDAEEIN T -
o EAEM 10 OigBHEKEE,

IRET 1, NRIPEIBRSALE TN,

HIL LCD 8. R, RILSSEUSRE, WRERGEIITHAIIERT, LSRG LCD &
SURIRES,

HIL TP LR, FREWEIEER, EEMENTTHRIER T, TTLIEEIEIN TP 3RS RAIRER.
I Card EERMAES, H14T Card 28 FEEFHARGIRIE.

754 ESD 1a7tE

2514 ESD fahEan T

S, i T Z21TRT, ah@ignk PCBA B9 GND EES/ME P EBFENERUIZMETR, W
LCD £E{RP5c, 1&h0 ESD HtHFmE, #2F ESD 7K,

RENBERORRIRT, B FPC I SERER, EEED ESD sSMHERERIR L, 7§
BIfRS LCD B FHBY SHEMRERERT—IE, R T, B ESD RAEHRTHEI SOC
R IMF.

FIVTE PCB iRNEIENSBHEMNANTF 25mm2 (9 GND BEfRE (AR EEETILS
GND FERE) , FEdSHERSSBEFEREE.

BRANERSHEZR, FEHS GND FEERIERE, KRIFRHIISER.
S5 LCD 19 FPC HEERIS K BZ T, ATLUE FPC HEEME SRR, & KR FPC HEL.

LCD 7£ ESD Ui H&ERt, TTEER LCD B9 TCOM REBIRZETHESH, TUEREHEILSHENRE
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5.2

o ENEEMTIZiRitAY, RER LCD, TP & ESD SUEEMinER =T/ MENSEREO, K ESD

FHUXBE,

o BimMRYSERFHEERTINK ESD At A,
o INREMFRIF, EWIEINFRE, XXREBEIRETHER, BRGRRILEFRENSORIFED,

(BREFRERATRR, MREHESHE) .

o EEN|EFCET, EMIR PCBA 5 LCD FEBAMAEASL, 10 ESD gz,
® 7£SD card B REZADEINSEE, EEEEKE,

EMI igit
FEERITIRIT S, N TR RSABLES,

g8, m/E%E DEBUG piAS.

BRRERFHIRIIE 5-1 B

& 5-1 SRREMRBRE

SIXEASSILARGIF, LURE 5 EMI 4

=0 A NS BEREIM
DDR SCKP/SCKN DDR &5 XFF
TWI TWI-SCK 100KHz, 200KHz, 400 KHz ZiF
1S 11S-MCLK 24.576MHz, 22.5792MHz. pEe
SDIO SDC-CLK 50MHz, 100MHz. 150MHz SiF
LCD LCD-CLK 33MHz. 49.5MHz, 74.25MHz SiF
sl MCLK 24M. 27MHz, 37.25MHz, 74.5MHz | i%

AN

® O CSl# AHD (B RAY, MCLK BAgERN, SNSHREGEBRS.

® XIRJIRRESTAT

INVN=Y
BE=5/

M RARRIERE,

RSB AR ST 7.

EMI KNS EWNT:
o EE[IRBRIEREEEF PCB igiTERHIT.
o MRS FEEINHEENENER, BREENRIHIATHE FHETE RCIEKBE, NS

PE, WTRERTELH TR,

o ESWESHITRRESNEREL, &XLTE, FEHRE 3W RN,
o HELEFSIEMB, HELTHREAERTHR4H PCB £,

o EXRENMIRE, AR, WENAHAEFESERARRESN, BEF REMESE
TRERENVE, S0 ENBERATRR .

o THU\ZSRAMRL,
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6

6.1

6.2

6.2.1

IRt

TR

3 Tj, PUgTHERIE Tj<0.9*tjmax,

PIITRIRTEZEBRIRRRE FRETTHM N TERERTHEERINTIRE.

TR T R ERIE A SE B R N R AE, T HSRHAFNER B, TEERFIE
Hrp Tjmax @ISR KIFIEER.

MFLE SOCTS, H tjimax=125°C, RIHRARIE Tj BizhF 115°C,
V853 USRS EINER 6-1 Fi.

& 6-1 JASH

28 TS &IME | HEE |s&XE | Bl
2 (BSR) BI=SHEa0E BJA _ 32.45 _ °C/W
% (RBitH) I PCB RIAE 0JB _ 10.83 p °C/W
& (AShR) EEEIM<AIAE 8JC _ 10.85 L °C/W

LL] #x

#IRET JEDEC JESD51-2 st S#5: PCB (AL-252P) , EI#AXR, no airflow,
TSRS RIBEART JEDEC JESDS1 fRe i, (FEARRNEE, B AER

THOMHER A,

BIRITES%E
BRI RN

ARIFER R ESRIA PCB AR EAYREFIENEE, EBENREEER, AL BGA S HAYFEERDIERK
EENIRITSREAR, Rt—EEEFEL;

PCB R ETNFEARIRHY, BUEHXOMIT, AU, MEHXOME, FEERRFMER
FEXE, EAEREITRHEEIREARSRGRE, MTHEREESHSRY, ENAERERE
PCB RUSESE LEAR, MEILER, FAEUARREER, IFREARISEIERE AR, EISHER
REBRE S SR RYAT;

PCB # LAY T4 INEEARET, B XA R T RSSRA BT
XAy, AJLMER ST AASURRIEEETARS

SRR AEBABEBIREIXAT PCB R, FEAETTRIRT, TuastSmasd2ia, Tt S&EmiEz
[ENRIF—EER, ARSI, HEIEdimieii.

7_ PCB J:Z‘E%%FFT_G%%#FH?, ROETHERR, KAREARRITTHMEIE PCB G FIIRER (B top ),

o XFTFHSEFIARIE
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|42
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RS AR (ANFEMEREES) BRESLDHNONMUE, MHASAAMXIHREITTH (NEHE,
TERTF) BIERIEHEXORME;

£ PCB EfhERFhTasfhy, NMBIhERX, KAERNTHREBELEXOUE;
XIABURTTI, RS ERNSRA REIR T3IERRR

ReJ e B I EIREREIRT;

HOBERSRETTRM < ERESIE S, IHAERR, ERARXIRK;
REFE=SAEERE;

BEETHRIERENRESRE, INRERREISH.

X3F BGA I3 IC, MZEAE IC ETFSHRESHIEYE, FEEsRILSRENRERNAER
TESFEIER,

BIRIEENHEREREE, NHENRELNETRRINES, A5 IREBERITRIRTHHIER.

BRARIRE N AEFRERXS EMAVEAR+ BT, (BETRIEEERIIER BT EERERAR, &
DENIFEAR, TR, BUARRRITITIANE 6-1 Fx.

6-1 BRI

©

Trace width = 0.25 ~ 0.4mm
for 3 ~ 4 traces

Trace width = 0.35 ~ 0.6mm
for 1 - 2 traces

large mass

6.2.2 HEASHEEEN

RSB, MUSERSEIANMEX, MBEME., M. BE (FH) . BXNEHRE
RKEE, ERTFERAVNEEREX.

R BRARVE SR EERFEM, RS REmAE, FILARIFEARTEME, &
EXFEEREADEEE, AT IRNERZEMEAEETSERNEEAR, AILEFERKSAEE,
LB R ZARAE

St 11, IREERIFNSRERE, ENSARKERNTIE, BREEEAS. MERAYER
=, FTLASCRRN RPE RN ARS

BELT: XMERWRERN—R, MRFEEAMMESEEAA RFEM, EELTEZEXUCHRE
ESEEeRas L/, NRAHEERARZITRER, bERMEREER, JLURERREFRLT,

ok BRERASEMIRRT, EERAREINABREER, XS AIRAET ERIESHE
EIZ=SAR, tanriEnA8E, £ MKRSERR A, BMEE—LRYY, K&
AR MERRE, HERnEA ERNEFRNT BN AR EE SRR IRETLIRK

= °
1

3E
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6.2.3

6.2.4

BEAXRAER: EERNRRMNRERNRIAEEERRAERIMER X, LEXEETE
. BERRIR—IRTEZRICHRH TS L, BRIGHRERIIIEENZSHZE, IKET
BATRREUAAE.

S BTN

AT BERINRE M SEEARARIESEFAM, RS SHEASRENINSHAESE, Rt

N, EEAREARETES, IThERBHRFER/ NIRRT ERNGBEXAIER, AiEEEEN
SREIEL SPA00, HESM TR ERREERERIFAY SPI00S, REERKBER T, FRirkR
SP2000, EMEesEunE 6-2 Fimx:

* 6-2 ERAREMHSHER

g ! Sil-pad2000 Sil-pad900S Sil-pad400 BEEH

MEERE (mm) | 0.25+0.025 0.23+0.025 0.23+0.025 0.63+0.025

SR 3.5 1.6 0.9 27

W/m.k

A EFRFAE 1.29 2.6 4.6 1.2

°Ccm2/W

ERIRE"C -60 ~180°C -60 ~180°C -60 ~ 180°C -60 ~ 180°C

M EHER% FEEGR/IIEA % | SRR/ IR | ERR/ERIEER | R + =&/ 58

SCFR(E <04 <0.6 <0.9 <0.35

L] %X

SCNEABRERERA TO - 247 H#3%, EEEEIA 12Kg.cm TS,

S s SEU

o RN TRENRER/D It T SEINTREBIAVAE, RNt

o ARERVMESHAE, NRFEEER, BIRrIeeka XA SHIRE BeARIBoes IR E s |ZIBER
ERRHE, MytsHFEEMEAFSERANERREF. RUR. REXAIEEER;

o ATNESRMSEFSSEMEINR, MEEMERSHANE, ERNSHANEESHEE. SRR,
SEEH. MESRE;

o XIEHAMSRIAGRESER, RENSSMENENEERIFINSHKIEEE, BrtEaS—EE
TIMAHRIZE;

o IEEHMACHCERUNGS biY, NIEHIREEDSNIEHITRE, EOHRESERAAREN, Fhid
RIS

o BRINFBRESMEBRSHTRERE S HFERKIETRA L;

o XWTFZEENFILEENR, NFARERFLAMBLELEIRAVES AR, XL/ EFEREEFR

o LA PEMRESIANT, KA T EMEFEEMAEREIR.

> REJRSIEERRETR,;
> HRREMREEE,
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> FIRSERHER,
> HERERBELINAEMESD (EERNAETANA) |
> FRGENEEMRIRRIEHEMEDSS.

6.3 INFEEIENRETMEN
INEMURYF BRI T
o {LitirhiGEEY
> 4L PMU BRI, @RIl PMU BEEERT LDO HEFE, DEN—ERDIMRAIHE
{ERA5ME DCDC HTHE, 5E PMU RITHAE.
ERRKIRITHATHEFR A DCDC & LDO 8, ZEIEFRASEER LDO,
SMEIRMH AN B YRR GRS DCDC, R DCDC sk,

XJTF 4M~5M IPC SUEERFRRRINEY, ENERIMNE LDOA #THE, B> SOC Uk
.

® {f{t&5ta PCB /B i
> EmBER, FEERGEIMRATTEARNFER AN IEREG L HERE.
> EHFTRR, BERETFEREERETRRIEMR.
> R SOC/PMU/EYE IC BBRR/ Ll 7o B FBER /IR AR 5k SV FHERBER DEUS , B AR

> BrRERTERNER, BHIEESE SRR,

o I{HREEIN:

> BEHACRRINRE, V853 SFEMNAZSRMEGTUER, FRNAEMRREGEINR, FTLIE
AR AR AR IRAILE,

> EEHRIEN AR VF REREESEN CPU TRBE, LIRS HINRE.

> SRR RREREE Sensor, [RECHESTIFEE, BEAR—ERELN 110 ErY, X
EURERISFEC A TR, BRETFREFHERISIERSE,
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E{FINFEER
WRARETE ©2020 KB ERHRRIDBIRAE]. RE—IINF,
AHERABZEFOERF, EEMNBRKEEEREROBIRAE ( "&&%" ) BEHERE—IIRF.

AR ETHREWERARNIT, REEEPEF, FHIRMANARNSEERED. S6. B85, KR
R EA BRI D EEER, BAMELUH TR IUER.

ratmAe e

A . Allwinner

@‘“”“"\ Oé‘?ﬁi’i e ERE LY technoogy (Razagi) HHELTRBRGERA
SRS T . A SRR R IR TR, REER, AIRSER, WRESETEAL
=

fa= g

IR, RS S GRS TRERNEIRAT (2" ) 2SS A RRRRILE.
A STRAR RS ST 5. PRES SE M AT A A S e E FREE . EFEIE AR e A BRI
FESCIEE, FP B A SRR, BT RTINS, (SEERRTRE, B, Ba
) BROFRIEE, STMAmE.

REHEAERESNHSE, BT mRAARSEMRE, AEABFREEEN, MEEE, BABITE
M. EERENEAEPREERIER, BFFMHRATEIREHR, RERXNXENAERE (BEE
ABRTFIENERRY. (BPARY. STARTIRER) BiAR ERILE=SASEN, ETWARE. A3ETRIFFEIRE. 58
RN FF A BB B R R AYRIERRGE.,

RIERUBB SRR E M TR T 2 S HAE BRI, FEfELiE =R~ mAsdET, FJREH
BIRIEE =S HIBFNTFE]. IBEBBETRE =GN ASREUEXANFE ., EEARBE MU HEAXTIREG
=TSRRI RIZREhR A (TAiN) « £ SR IEFRERRISE =75V BRI ML, BEETRBE NS,
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	1前言
	1.1文档简介
	1.2目标读者
	1.3适用范围
	1.4文档约定
	1.4.1标志说明
	提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。
	为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

	1.4.2地址与数据描述方法约定
	0x
	0x0200，0x79
	地址或数据以16进制表示。
	0b
	0b010，0b00 000 111
	数据采用二进制表示(寄存器描述除外)。
	X
	00X，XX1
	数据描述中，X代表 0或1。
	例如，00X代表000或001；XX1代表001，011，101或111。

	1.4.3数值单位约定
	数据容量（如NAND容量）
	1 K
	1024
	1 M
	1 048 576
	1 G
	1 073 741 824
	频率，数据速率等
	1 k
	1000
	1 M
	1 000 000
	1 G
	1 000 000 000



	2V853 IC系列
	表 2-1 V853 IC系列
	Contents
	V853
	V853S
	SDRAM
	外挂16bit DDR3
	SIP 128MB DDR3L
	CPU
	ARM A7*1.2Ghz
	E907-600MHZ
	ARM A7*1.1GHZ
	E907-600Mhz
	NPU
	1T
	0.8T
	Package
	BGA318 12*12-0.5
	BGA318 12*12-0.5
	Ball U18
	NC Ball
	DDR3-SZQ1(需外挂240R-1%的电阻）
	Ball Y5
	SZQ(需外挂240R-1%的电阻）
	SZQ(需外挂240R-1%的电阻）
	Ball
	AC5，AA7，W7，W9，Y9，V11，W11，AA9，AB8，AB9，AC10，AC11，AA1
	外挂DDR3 DQ&SA
	GND/NC
	PCB FootPrint
	BGA318P50B1200_1200H113

	3原理图设计
	3.1方案概述
	3.1.1V853芯片介绍
	V853是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC，可广泛用于智能门锁、智能考勤
	图 3-1 芯片框图

	3.1.2V853方案介绍
	图 3-2 V853芯片IPC方案系统框图
	表 3-1 V853系统硬件接口
	系统
	说明
	CPU小系统
	时钟，复位，中断等
	存储系统
	DRAM，EMMC，SD Card，SPI_NOR/SPI_NAND
	视频系统
	MIPI DSI、RGB、MIPI CSI、DVP
	音频系统
	MIC IN、 LINEOUT、LINE-IN
	输入输出子系统
	USB OTG、SPI、TWI、UART、PWM、GPADC等
	电源系统
	AXP2101+外加DCDC/LDO
	无线
	SDIO WiFi+BT
	其他
	SENSOR、触摸屏、按键等


	3.2小系统设计电路
	V853 CPU小系统包括时钟系统，系统配置PIN和DEBUG部分组成。
	3.2.1时钟系统信号PIN说明
	表 3-2时钟系统信号PIN说明
	信号名
	信号描述
	应用说明
	DXIN
	DCXO晶振输入
	DCXO晶振电路
	DXOUT
	DCXO晶振输出
	REFCLK-OUT
	主时钟扇出
	供高频时钟至外部XR819SS/XR829 WiFi模块使用
	X32KIN
	32K晶振输入
	32K晶振电路
	X32KOUT
	32K晶振输出
	CLKFANOUT
	32K时钟扇出(复用GPIO)
	可供低频时钟至外部XR819S/XR829 或者其他WiFi模块使用。
	VCC_LDOA
	内部LDOA-1.8V输出
	内部LDOA输出1.8V，可给SOC/外设1.8V供电，电流建议小于50mA 

	3.2.2小系统配置PIN说明
	表 3-3系统配置PIN说明
	信号名
	信号说明
	应用说明
	PC2(BOOT-SEL0)
	启动介质配置
	（内部默认上拉，上拉电阻为15K）
	BOOT-SEL[0:1]
	0 0 SPI_NAND>SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)>USB
	0 1 SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->SPI_NAND->USB
	1 0 SDC0->SPI_NAND->SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->UART
	1 1（默认） SDC0->SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->EMMC2_USR-
	SPI0 NAND->UART BRUN->USB      
	PC3(BOOT-SEL1)
	JTAG-SEL
	JTAG 配置
	1: 软件可选择JTAG功能从PF（Default）或PH口出
	0: 强制JTAG功能从PH口出
	FEL
	烧写程序升级PIN
	上电低电平进入烧写模式，开发量产烧写时用到
	PLLTEST
	PLL测试模式PIN
	浮空
	TEST
	IC 测试模式PIN
	浮空
	PWR_BYP
	PMC功能选择
	PWR_BYP为高（默认为高），PMC 功能PIN有效；
	1）上电内部复位有效（需要外接高电平）；
	2）工作时支持外部复位PMC来复位SOC；
	PWR_BYP为低（外部接地），PMC 功能PIN无效；
	1）只有NMI/RESET信号有效；
	2）上电内部复位有效；也可外接PMU PWROK信号复位；
	3）工作时支持外部复位；
	PWR_BYP=0
	RESET  SOC复位PIN
	1.系统复位PIN（内部复位）（输入默认无效，上电后若需要复位功能,可通过软件使能打开）；
	2.Watchdog 输出PIN；
	NMI 不可屏蔽中断PIN
	1）接收电源系统的中断；2）发出闹钟唤醒信号，唤醒电源系统；
	PWR_ON
	PWR_STARTUP
	PWR_EN0/1/2
	PIN无效
	PWR_BYP=1
	RESET SOC复位PIN
	外部复位，需外接上拉电阻到VCC-RTC
	NMI开机信号
	接收到低电平脉冲信号开机
	PWR_ON
	按键开机
	PWR_STARTUP
	VBUS开机信号
	PWR_EN0
	时序控制信号
	PWR_EN1
	时序控制信号
	PWR_EN2
	时序控制信号
	用户需要根据启动介质类型正确配置启动方式，BOOT-SEL PIN IO初始为内部PULL-UP上拉
	TEST/PLLTEST，实际应用浮空处理，禁止引出一段浮空走线。
	FEL/GPADC模块信号接按键时要接1nF去抖动电容，请勿删除或者更改为其他容值。
	RESET/NMI信号上接下地电容为1nF，请勿删除或者更改为其他容值。
	PWR_BYP默认接地不用PMC功能，若方案要用到PMC模块，请联系全志FAE。
	LDOA 输出1.8V，可以给SOC 1.8V 供电，也可给外设供电，供电能力限制在50mA以内，若

	3.2.3时钟电路
	3.2.3.1主时钟电路
	图 3-3 主时钟电路
	晶振参数不得随意更改，需保证晶体自身负载电容、外挂匹配电容、PCB走线负载电容三者匹配。

	3.2.3.2RTC时钟电路
	图 3-4 RTC时钟电路
	晶振参数不得随意更改，需保证晶体自身负载电容、外挂匹配电容、PCB走线负载电容三者匹配。
	RTC时在固定分频模式，计时精度主要取决于外置晶体，请综合考虑晶体频率误差、温度漂移等因素，选择合适
	对计时精度要求较严格的产品，建议选择外置高精度集成RTC。


	3.2.4复位和中断电路
	图 3-5 复位和中断电路


	3.3电源系统设计
	3.3.1V853电源系统架构介绍
	图 3-6 V853 Power Tree设计

	3.3.2V853上下电时序介绍
	表 3-4上电步骤
	电源
	电压
	上电步骤
	VCC_RTC
	1.8V
	1
	VCC_DRAM
	1.1V~1.5
	2
	VDD_SYS，VDD09_USB
	0.9V
	2
	VDD18_DRAM，AVCC，VCC_PLL，VCC18_EFUSE，VCC18_PF，
	1.8V
	3
	VCC18_DSI，VCC18-PA&MCSI
	1.8V
	3
	VCC_PI
	1.8V
	3
	VCC_IO，VCC_PC，VCC33_USB
	3.3V
	3
	Reset(内部复位，外部复位无效）
	1.8V
	4
	24M CLK
	-
	5
	图 3-7 上电时序要求
	图 3-8 下电时序要求

	3.3.3SOC端电源质量要求
	表 3-5 SOC端电源质量要求
	1.35V± 5%
	1.5V± 5%
	OLE_LINK10

	3.3.4V853 SOC电源电容设计
	图 3-9 SYS电源电容设计


	3.4DRAM设计
	表 3-6 DRAM模板信息
	模板
	PCB层数
	DDR封装
	贴片信息
	DRAM量产频率
	DDR3_16X1
	4
	BGA96
	单面贴
	933MHz
	DDR3_16X1
	6
	BGA96
	单面贴
	933MHz
	DDR3_8X2
	8
	BGA96
	双面贴
	TBD
	图 3-10 
	V853支持器件型号请参考《Allwinner V853 SDRAM Support List》，产

	3.5FLASH设计
	V853 支持SPI/eMMC，当使用不同介质时，需要正确配置BOOT-SEL，具体参照系统配置章节
	EMMC设计说明如下：
	如果使用eMMC 5.0 及5.0以上的片子，则eMMC的PIN T5和H6需要通过0R电阻到地，V
	如果eMMC设备使用HS200和HS400高速总线模式，需将eMMC VCCQ 以及主控的VCC_P
	eMMC 上下拉匹配设计推荐如表 3-7 所示。
	表 3-7 eMMC 上下拉匹配设计推荐
	信号名
	内置上下拉
	应用说明
	eMMC-D[0:7]
	NA
	直连
	eMMC-CLK
	NA
	在SOC端串接33R电阻
	eMMC-CMD
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	eMMC-RST
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	eMMC-DS
	内置15K下拉
	直连，外部预留下拉电阻到地，默认使用内部下拉
	eMMC参考设计见图 3-11 所示。
	图 3-11 
	SPI设计说明如下：
	SPI 上下拉匹配设计推荐如
	表 3-8 SPI上下拉匹配设计推荐
	信号名
	内置上下拉
	应用说明
	SPI-MISO
	NA
	直连
	SPI-MOSI
	NA
	直连
	SPI-CLK
	NA
	在SOC端串接33R电阻
	SPI-CS
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI-WP
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI-HOLD
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI参考设计见图 3-12 所示。
	图 3-12 SPI参考设计

	3.6SD Card电路设计
	V853 PF口支持SD2.0/SD3.0协议。
	当使用SDIO3.0卡时，卡口IO电压会从3.3V切换到1.8V，具体平台参照标按设计。
	CARD IO电压切换由V853 SOC内部自动实现的，电路设计建议如下：
	CMD信号内部通过15K电阻上拉到PF口电压，禁止使用外部上拉电阻。
	SDC0-DET卡检测信号使用内部100K电阻上拉，禁止使用外部上拉电阻。
	卡检测也可以用SDC0-D3的下拉1MR电阻作为卡检测。
	CLK信号串接33R电阻，若CLK上并接电容，容值不能超过5pF。
	VCC-CARD 建议使用CMOS开关控制电路，避免插入坏卡时将系统电源拉低，同时遇到静电问题时可执
	CMD/CLK及DATA线上并接的TVS，根据实际情况选择是否需要贴片，TVS容值不宜超过10pF。
	卡检测SDC0-DET信号串接1K电阻，提高ESD性能。
	CARD IO 供电SOC内部实现的参考设计如
	图 3-13 SD CARD参考设计

	3.7USB电路设计
	V853有1套USB接口，USB0具有OTG功能，在产品功能定义上需要注意区别。
	V853 SOC USB 的USB 模块有两路供电，分别为VCC-USB 和VDD09-USB，供电
	超级待机不需要支持USB 唤醒时，可以将VCC33-USB和VCC-3V3合并，VDD09-USB和
	超级待机需要支持USB 唤醒时，可以将VCC33-USB和VDD09-USB 供电不能关闭，VCC3
	USB0座子上的ID 信号为OTG 检测信号，需要增加上拉电阻到对应IO电压。若ID检测为低，则主控
	ID信号到SOC端的GPIO 串接1K~1.5K电阻提升ESD性能。
	D+/D-信号线为高速信号线，并接的TVS要求低容值，否则影响数据传输，以小于4pF为宜。
	USB电源限流器件EN使能管脚加下拉电阻，默认关闭，只有作为HOST，为外部设备供电时才打开。
	USB推荐电路如图 3-14 所示。
	图 3-14 USB参考设计

	3.8显示屏电路设计
	V853 支持RGB/MIPI DSI/SPI-DBI接口，
	RGB接口支持RGB888/RGB666/SRGB/I8080接口，24bit RGB最大分辨率为1
	MIPI DSI接口支持4-lane，最大分辨率为1920 x 1080@60HZ。
	设计建议如下：
	产品设计时请根据具体的LCD规格选用相关的参考电路设计，RGB/MIPI-DSI 接口供电按照屏规格
	LCD的IO电压与AP端的控制IO电压是否一致，若不一致，注意做电平匹配处理，如LCD-RST 信号
	RGB接口的数据线和控制线上串接33R电阻，LCD-CLK串接33R电阻，并且预留对地电容，减少信号
	RGB/MIPI-DSI接口LCD-RST信号建议预留对1nf电容。
	LED背光电路中肖特基二极管建议选择反向击穿电压比背光IC OVP电压大的，这样可以避免出
	现在未接屏负载下烧坏二极管的现象。
	LED背光电路中输出电容的耐压值要大于背光IC OVP电压，推荐选用耐压值为50V的滤波电容。
	推荐使用一个LCD-PWM信号接背光IC（EN管脚支持PWM调节）实现背光亮度调节和开关屏。PWM频
	背光IC 的FB 端对地的限流电阻选用1%精度的电阻，封装的选用需满足电路的功率需求。
	RGB背光电路参考设计如图 3-15所示。
	图 3-15 背光电路参考设计
	图 3-16 RGB各种类型接口mapping关系
	8/9/16 bit CPU屏接法说明如表 3-9 所
	表 3-9 CPU屏控制信号接法说明
	OLE_LINK30
	8bit 带TE信号CPU 屏参考设计如图 3-17所示。
	图 3-17 8bit CPU 屏（带TE信号）参
	表 3-9 SPI屏接口
	3线1 Data
	3线2 Data
	4线1 Data
	4线2 Data
	2 Data Lane
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	/
	/
	DBI-DCX
	DBI-DCX
	/
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SDA
	DBI-SDO
	DBI-SDA
	DBI-SDO
	DBI-SDA
	/
	DBI-SDI
	/
	DBI-SDI
	WRX
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	表 3-10 
	DBI
	SPI
	DBI-CSX
	SPI1-CS
	DBI-SCLK
	SPI1-CLK
	DBI-SDO/SDA
	SPI1-MOSI
	DBI-SDI(WRX)/TE/DCX
	SPI1-MISO
	DBI-DCX/WRX
	SPI1-HOLD
	DBI-TE
	SPI1-WP

	3.9触摸屏电路设计
	OLE_LINK24
	OLE_LINK23

	3.10摄像头电路设计
	并口CSI参考设计如图 3-18所示。
	图 3-18 并口CSI参考设计
	OLE_LINK25
	MIPI CSI参考设计如
	图 3-19 MIPI CSI参考设计
	OLE_LINK18

	3.11音频电路设计
	V853 Audio Codec音频设计建议如下：
	AVCC对地电容为2.2uF，VRA1/VRA2对地电容为470nF，这些值不得随意更改。
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND通过0R电阻单点到地。
	SOC音频电源部分设计如图 3-20所示。
	图 3-20 SOC端音频部分设计
	MIC的电路设计推荐了单端设计和类差分设计方案，如果产品需costdown，建议采用单端设计方式，可
	MIC的偏置电阻需要根据MIC 的规格进行匹配，为了给MIC 输出信号提供一个正负半周最大动态范围，
	OLE_LINK21
	MIC输入端到SOC之间建议预留0R电阻方便debug ESD，阻值范围建议2.2R~5.1R，根据
	MIC参考设计如图 
	图 3-21 MIC参考设计
	V853支持单喇叭输出，单端输出方式将功放默认接到LINEOUTP信号上， 同时将功放使能信号默认下
	喇叭供电建议增加1R电阻提高ESD性能。
	LINEOUTP/N 作为SPEAKER单端和差分输出电路如图
	图 3-22 喇叭参考设计
	LINE IN 输入通过K级电阻分压一半接到SOC MIC1P/MIC2P输入端，LINE IN 设
	图 3-23 LINE IN参考设计
	V853支持两套I2S接口，使用时注意SOC端DATA IN/OUT反接，即I2S-DIN接外设的D
	LINE IN 功能需要使用MIC功能，若产品应用上需要line in功能，请联系全志FAE。

	3.12ADC电路设计
	V853芯片支持4套GPADC接口，采样位数为12-bit，有效位为9-bit，最大采样率为1Mhz
	ADC 设计建议如下：
	按键分压电阻，请使用推荐的阻值，推荐使用1%精度电阻。添加按键时保证按键按下后，GPADC网络电压范
	GPADC 按键键数选择，根据产品需要进行增加或者删减。如果不需要按键，若考虑SDK 兼容，则GPA
	GPADC作为对外接口如按键使用时，接口到主控端需串接K级电阻。
	RESET、POWER 按键请根据产品需求进行删减。
	UBOOT 按键为硬件触发烧写程序按键，请根据产品需求决定是否预留。
	全志烧写程序的方式有三种，请务必保证其中一种烧写更新固件方案，避免机器程序被破坏后无法软件烧录的情况
	1）UBOOT按键通过USB口烧写固件；
	2）音量加键或者减键+POWER按键；
	3）PF口 CARD固件升级方式；
	按键推荐电路如图 3-24所示。
	图 3-24 按键参考设计
	GPADC1 作为电池电压检测功能使用，采用分压电阻电路，电阻阻值不得随意更改。若是AXP2101方
	ADC电池电压检测推荐电路如图 3-25所示。
	图 3-25 电池电压检测电路参考设计

	3.13WiFi/BT电路设计
	WiFi/BT部分设计要点如下：
	WiFi模组SDIO电平要与PG口电平保持一致。
	WiFi 模组接相关唤醒中断控制建议接到PG口，若接到其他组IO，需注意电平匹配问题。
	SDIO的CLK上需要串接33R电阻，并要并接一个5.6pF电容到地，降低CLK上的辐射干扰，因为S
	主控端UART TX/RX/CTS/RTS信号必须与模组端信号交叉连接，主控端PCM IN/OUT信
	表 3-11 BT信号接法说明
	主控端 
	BT 端 
	主控端 
	BT 端 
	UART-RX 
	UART-TX 
	PCM-CLK 
	PCM-CLK 
	UART-TX 
	UART-RX 
	PCM-SYNC 
	PCM-SYNC 
	UART-RTS 
	UART-CTS 
	PCM-DOUT 
	PCM-DIN 
	UART-CTS 
	UART-RTS 
	PCM-DIN 
	PCM-DOUT 
	搭配全志XR819S/XR829时，XR819S/XR829晶振可接主控的REFCLK-OUT PI
	全志主控的CLKFANOUT可以输出32.768KHz 时钟，XR819S/XR829 内部自带32
	图 3-26 32K fanout参考设计
	WiFi的天线设计建议预留Π型匹配电路，便于天线的匹配调试。天线匹配参考设计如
	图 3-27天线匹配参考设计
	对于其它不同厂家的WiFi模组，具体原理设计请参照WiFi原厂的设计指导文档。

	3.14UART
	CPUX 的JTAG 调试接口以及UART 接口需要保留，以便开发调试。量产可以不贴元件，但尽量保留
	图 3-28 UART串口参考设计

	3.15TWI
	PI口TWI4为主控与PMIC专用TWI通讯总线，不建议与其他I2C设备共用。
	TWI 最大支持400Kbit/s的传输速率，总线上加上拉电阻，推荐值为2.0K~2.2K，上拉电源
	TWI 若加了电平转换电路，建议配置为100Kbit/s的传输速率。
	TWI 推荐使用参考设计分配，注意同一套TWI有可能可以从PH/PI/PE口引出，设计只能用其中一组

	3.16GPIO&特殊管脚说明
	GPIO分配建议按照标案图进行设计，请勿随意调整，降低软件适配工作量。
	GPIO分配时，请确保电平相匹配，上拉的电压域必须为此GPIO的电源域，以防外设向SOC漏电情况发生
	具有独立电源引脚的GPIO，可以根据外设需求进行电压的适配调整，如PC，PE，PG等，全志PH口一般
	V853平台GPIO电源域如下表 
	表 3-11 
	GPIO 分组
	控制电源域
	IO电源域
	IO电压
	备注
	PA
	VDD-SYS
	VCC-PA
	1.8/3.3V
	若MIPI-CSI MCLK和TWI信号用PA口，则固定为为1.8V供电
	PC
	VDD-SYS
	VCC-PC
	1.8/3.3V
	PD
	VDD-SYS
	VCC-PD
	1.8/3.3V
	PE
	VDD-SYS
	VCC-PE
	1.8/3.3V
	PF
	VDD-SYS
	VCC33-PF
	VCC18-PF
	1.8/3.3V
	1）当产品未使用CARD功能时，可当成3.3V IO使用，VCC18-PF和VCC33-PF都需要供
	PE
	VDD-SYS
	VCC-PE
	1.8/3.3V
	PG
	VDD-SYS
	VCC-PG
	1.8/3.3V
	PH
	VDD-SYS
	VCC-IO
	3.3V
	PI
	VDD-SYS
	VCC-PI
	1.8/3.3V
	若是有接PMU，建议为1.8V
	PC/PF口因在启动过程中有初始化启动介质的操作，初始化过程中IO会有高电平脉冲信号，所以不建议PC
	若外设对GPIO比较敏感且影响用户体验的功能模块控制IO如指示灯控制、喇叭功放使能等建议在相应控制I
	对于这一组有未使用的IO则建议该不用的IO浮空处理。
	对于整组未使用的GPIO，若该组GPIO是独立电源域，如VCC-PE、VCC-PI 等，整组GPIO
	V853 部分GPIO有集成上下拉电阻，可通过软件配置，各组GPIO上下拉电阻如
	表 3-12 
	GPIO 分组
	上下拉电阻
	精度
	PC1-PC10/PF3
	15K
	±20%
	PG0-PG5
	33K
	±20%
	PI1~PI4
	4.7K
	±20%
	其他
	100K
	±20%
	PI口PI1~PI4 TWI信号内部有4.7K 上拉电阻，默认使用内部上拉，无需外部上拉，设计上仍然
	当某组GPIO 电源域设置为1.8V IO时，注意检查软件IO耐压模式是否正确，具体请查看GPIO 
	设计指南未涉及模块请查阅datasheet，具体应用案里的关键电路若有疑问的请联系全志FAE。


	4PCB设计
	4.1叠层设计
	V853可以采用4层板设计也可采用6层板设计。
	4层板整体采用SGSP叠层结构
	4层板厚0.8~1.6mm叠层设计参考如图 4-1 所示。
	图 4-1 4层板厚0.8~1.6mm叠层参考设计
	6层板整体采用SGSPGS叠层结构。
	6层板厚1.6mm叠层设计参考如图 4-2 所示。
	图 4-2 6层板厚1.6mm叠层参考设计

	4.2SOC fanout 
	V853 封装为TFGBA-318，0.5 ball pitch， 0.3ball size，PCB
	4层板Fanout 建议如下：
	第一圈、第二圈的Ball，可以从顶层直接拉出走线（fanout区域线宽4mil，线距4 mil，出了
	第三到六圈的Ball，用8/16mil过孔扇出，从内层层出线；
	Via优先通道式排布，留出尽量多的走线通道。
	中间Power和GND的球，用8/16mil过孔从Bottom层覆铜出线，注意留出尽量多的覆铜通道。
	   V853 4层板fanout示例如图 4-3 所示。
	图 4-3 SOC 4层板fanout示例 
	         TOP层——信号                                 
	         第二层——GND                                 
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	4.3小系统layout建议
	4.3.1系统时钟LAYOUT设计
	DCXO时钟和32K时钟建议Layout 采用以下原则：
	晶振尽量靠近IC摆放，使DCXO-XOUT/DCXO-XIN、X32KOUT/X32KIN走线小于6
	晶振的匹配电容必须靠近晶振管脚摆放。
	晶振及其走线区域的外围和相邻层，用GND屏蔽保护，禁止其它走线。
	DCXO-RFCLK 时钟给WiFi模组使用，全程包地走线，参考层完整。
	系统时钟走线layout参考如图 4-4 所示。
	图 4-4 系统时钟走线LAYOUT参考

	4.3.2复位和系统配置Layout设计
	复位和系统配置PIN建议Layout 采用以下原则：
	OLE_LINK40
	复位信号PCB需要包地走线、避开接口信号，对地1nF电容靠近SOC放置，提高ESD性能。
	NMI 非屏蔽中断信号，PCB需要包地走线，对地1nF电容靠近SOC放置。
	时钟配置相关TEST 等PIN浮空处理。

	4.3.3SOC电源Layout设计
	SOC端电源建议Layout 采用以下原则：
	SOC 端电源fanout建议按照全志模板来，SYS/DRAM两路大电流电源以铺电源平面实现，SYS
	图 4-5 VDD-SYS/VCC-DRAM电源走
	VDD-SYSFB 第四层走线，需要避免开关时钟等敏感信号。
	各路电源电容需靠近SOC放置，放置距离要求小于去耦半径。
	VCC-RTC/VCC-PLL/AVCC等敏感电源电容靠近SOC pin脚放置。


	4.4电源LAYOUT设计
	PMIC电源建议Layout 采用以下原则:
	PMIC及电感、电容等主要器件建议放置在同一层；对于PMIC使用面积特别紧张的，可以把电感电容等大器
	输入滤波电容尽量靠近PS Pin，使外部来的电先通过电流滤波后再进入到PMIC，如有过孔到电源层的过
	图 4-6 PMU输入电容走线参考
	DCDC输出电容建议与电感垂直放置，减少纹波测试引入电感LX信号的干扰。
	PMIC输出均为BUCK电路，输入电容尽量靠近PMIC的输入pin。如果输入电容离PMIC的pin太
	BUCK DCDC 电流回路如图 4-7 所示。
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	图 4-7 BUCK DCDC电流回路
	电感如与PMIC相接，保证电容位置的前提下，尽量靠近PMIC的LX pin，线径满足电流要求。
	PMIC 的PS输入最好有一个电源平面。
	电压反馈线，输出电压经过电容滤波后，紧挨电容取点，用4~10mil的线引入PMIC即可。
	反馈线在TOP面与LX的平行走线尽量短，最好不要从电感下方、交流路径下方或者紧挨CLK之类的跳变信号
	SYSFB采用远端反馈，反馈线从内层走线，避开CLK等时钟敏感信号，远离敏感信号过孔，沿其电源平面一
	有些DCDC1的反馈走线给PMU的其他LDO供电，走线需要加粗。
	输入电容尽量靠近PMIC的LDOIN Pin，保证输入路径的宽度满足电流要求，通常100mA~1A。
	输出电容尽量靠近PMIC的LDOOUT Pin， 保证PMIC的输出经过LDO电容后再向负载供电，线
	VREF的电容尽量靠近Pin脚，电容接地点尽量远离SW/CLK等开关和时钟信号，避免受干扰。
	PMIC与系统通讯RESET/NMI等信号是跳变信号，走线应避开其他敏感信号，采用4mil的走线。
	PMIC底部PAD多打孔到地层相连，在地层用全连接方式，利于散热。
	VBUS的路径尽量用铺铜，宽度尽量大，最少应保证可以流过最大的规格电流。

	4.5DRAM LAYOUT设计
	全志模板经过SIPI 仿真优化或开发板性能验证，DRAM 设计请直接移植全志提供的PCB模板，以确保
	如果条件限制无法完全导入模板，请参照模板说明进行Layout。
	DRAM layout 请完全COPY 全志DEMO设计，若有新设计需求，请联系全志FAE咨询相应l
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	4.6eMMC LAYOUT设计
	eMMC 建议Layout 采用以下原则：
	eMMC应靠近主控摆放，去耦电容均靠近eMMC电源管脚摆放。
	VCC/VCCQ线宽不小于12mil，或直接使用敷铜代替电源走线；电源线上如有过孔，则换层处过孔数量
	eMMC-CLK信号串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控连接走线距离≤300mil。
	eMMC与主控走线间走线≤2000mil，走线路径上尽量少打过孔，不超过3个。
	信号线阻抗控制50ohm，线间距不小于2倍线宽。
	D0~D7、DS相对CLK等长控制≤300mil。
	走线尽量避开高频信号，务必保证走线参考平面完整。
	CLK和DS信号做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接，如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。
	eMMC NC/RFU等保留引脚都悬空，不可为了走线方便将这些信号与电源、地、或其他eMMC信号连接

	4.7SD Card LAYOUT设计
	CARD 建议Layout 采用以下原则：
	CLK串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控CLK连接走线距离≤300mil。
	VCC-CARD网络上的电阻和电容网络靠近卡座摆放，VCC-CARD走线宽度不小于12mil。
	信号线阻抗控制50ohm，长度小于10CM，线间距不小于2倍线宽，D0~D3相对CLK等长控制<50
	走线尽量避开高频信号，信号线走线参考平面完整。
	CLK做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。
	ESD器件靠近卡座放置，卡座管脚走线先经过ESD器件，再连其它器件。
	卡座外壳接地要充分。

	4.8SDIO LAYOUT设计
	SDIO 建议Layout 采用以下原则：
	CLK串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控CLK连接走线距离≤300mil。
	信号线阻抗控制50ohm，长度小于10CM，线间距不小于2倍线宽，D0~D3相对CLK等长控制<50
	走线尽量避开高频信号，信号线走线参考平面完整。
	CLK做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。

	4.9USB LAYOUT设计
	USB建议Layout 采用以下原则：
	VCC33-USB走线线宽8~12mil，VCC33-USB的0.1uF电容，需要靠近IC摆放。
	fUSB-DM/USB-DP信号差分走线，差分阻抗为90ohm，保证走线参考层不跨分割。
	USB-DM/USB-DP建议与其它信号的间距大于10 mil，避免走线走在器件下面或者与其他信号交
	USB-DM/USB-DP走线在有空间的情况下，走线两边包地并打地过孔。
	USB-DM/USB-DP走线拐角的角度需保证大于等于135度；保证USB走线的长度控制在4000m
	TVS器件需要靠近USB座子摆放。
	USB座子金属外壳接地管脚建议TOP面建议全铺接地，其他层也建议充分接地。
	USB走线参考如图 4-8 所示。
	图 4-8 USB走线参考

	4.10显示屏LAYOUT设计
	4.10.1RGB LAYOUT设计
	RGB 建议Layout 采用以下原则：
	信号线上串接电阻建议靠近座子放。  
	LCD走线尽量满足3W原则，如不能，则至少要满足2W原则。
	LCD-CLK要做包地处理，同时要注意对包地打孔。
	LCD线的参考平面要完整。
	背光电路要求：PS，VLED+，VLED-所在的网络的线宽要在20mil以上。

	4.10.2MIPI-DSI LAYOUT设计
	MIPI-DSI 建议Layout 采用以下原则：
	阻抗要求：单端50ohm，差分100ohm。
	差分对内长度差10mil内，差分对之间的长度差160mil内。
	尽量保证走线的参考平面完整。
	背光电路要求：PS，VLED+，VLED-所在的网络的线宽要在20mil以上。
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	4.11CSI LAYOUT设计
	CSI 建议Layout 采用以下原则：
	AVDD，IOVDD和DVDD的滤波电容靠近模组放置。
	MCLK的对地电容及串联电阻靠近主控，PCLK串接电阻靠近sensor端。
	MCLK需要包地走线，如果PCB空间有限，不能保证信号线完整包地时，需保持该信号线在间距≤15mil
	NCSI_PCLK需要包地走线，如果PCB空间有限，不能保证信号线完整包地时，需保持该信号线在间距≤
	MIPI差分走线需要100ohm阻抗匹配，优先走线，走线尽量短，少换层。
	差分对内等长10mil，对间等长≤300mil（越小越好）。
	为减小差分对间干扰，各差分对间用地线隔开，或保持间距≥15mil。

	4.12音频LAYOUT设计
	 SOC端音频部分建议Layout 采用以下原则：
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND接地电容、电阻依次靠近主控摆放。
	AVCC 和其他电源合并时，layout 注意和其他合并的电源采用分支走线，减小其他电源对AVCC的
	PCB走线AVCC线宽≥10 mil；VRA1线宽≥10 mil；线长≤300mil。
	AGND需有一片覆铜，覆铜宽度≥20mil，AGND接地电阻连接到GND平面的过孔≥2个。
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND走线参考如图 4-9 
	图 4-9 AVCC/VAR1/VRA2/AGND
	MIC 建议Layout 采用以下原则：
	MIC 外围器件位置按照原理图要求摆放。
	MICxP/MICxN，类差分走线，线宽4mil、线距4mil，包地。
	MIC走线及摆放位置远离（>=200mil）RF、PA、开关电源。
	MBIAS与MICxP/MICxN并行走线，线宽10mil。
	ESD 器件必须靠近MIC摆放，从MIC引出来的走线必须先经过ESD器件，在连接其他器件。
	LINEINL信号包地，线宽4mil，走线及过孔远离高速信号及时钟信号。
	LINEOUTP/N每对P、N信号分别类差分走线，线宽4mil，线距4mil，包地。
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	4.13WiFi和天线LAYOUT设计
	WiFi 建议Layout 采用以下原则：
	模组尽量靠近天线或天线接口。远离电源、DDR、LCD电路、摄像头、马达、SPEAKER等易产生干扰的
	SDIO的走线参考SDIO部分的layout设计要求。
	天线馈线控制50ohm，为了增大线宽减少损耗，通常馈线相邻层挖空，隔层参考参考平面需要是完整地，同层
	WiFi 天线地回路参考设计如图 4-10 所示。
	图 4-10 WiFi 天线地回路LAYOUT参考
	射频线需要圆滑不要换层，并进行包地处理，两边均匀的打地过孔，射频线需要远离时钟线的干扰。
	合理布局天线馈线的匹配电容电阻，使馈线平滑，最短，无分支，无过孔，少拐角。
	如使用PCB走线作天线，请确保天线走线附近区域完全净空，净空区大于50mm²，天线本体至少距周围的金
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	5EMC设计
	5.1ESD设计
	产品ESD测试经常遇到LCD花屏、卡机、TP触摸失灵、系统崩溃等问题。产品的ESD问题与结构工艺设计
	5.1.1原理图ESD设计
	原理图ESD设计建议参考如下：
	系统关键PIN TEST等PIN为敏感信号，易受干扰，抗ESD能力较弱，方案应用时不要引出走线。
	系统挂死与IO的抗ESD能力有关，提高各接口输入PIN的ESD能力有助于提高系统ESD。
	如HP-DET/USB-ID/CARD-DET/MIC-DET等检测PIN，将其到SOC端串接电阻有
	HS-MIC信号为接口外露PIN，除了增加ESD保护器件外，还要增加在HS-MIC 到SOC端串接1
	    电阻，或对地增加1nF电容；现有方案直接将HS-MIC对地电容改为1nF即可。
	各接口均要根据接口类型在电源和信号上预留合适的ESD保护器件。
	复位信号对地1nF电容靠近主控摆放，复位信号走线需要用GND走线保护，建议走内层并远离接口；
	对于摄像头、显示屏、TP触摸屏上的reset信号，需在模组上靠近芯片管脚的位置增加1~100nF电容
	关键敏感电源采用LC/RC滤波设计，如PA电源端串1R电阻提高喇叭IC的ESD性能。
	部分与外部直连或者裸露的接口，如speaker、MIC、耳机、USB、TF、按键等，必须加上合适的E
	部分电路增加独立电源开关支持软件复位，如加上Card 供电开关可以执行软件复位Card操作。

	5.1.2PCB ESD设计
	PCB ESD设计建议参考如下：
	PCB层叠设计必须保证不少于1L完整的GND平面，所有的ESD泄放路径直接通过过孔连接到这个完整的G
	POWER平面要比GND平面内缩不少于3H（H指POWER平面相对GND平面的高度）。
	在PCB四周增加地保护环；DDR线束四周建议用GND保护。         
	关键信号（RESET/NMI/Clock等）与板边距离不小于5mm，同时必须与走线层的板边GND铜皮
	CPU/DRAM/晶振等ESD敏感的关键器件，离外部金属接口的距离不小于20mm，如果小于20mm，
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	关键信号（RESET/NMI/Clock等）尽量避免与外部接口信号（USB/SD/HP等）或经过IO
	无论外部接口信号还是内部信号，走线避免多余的桩线。
	必须保证外部连接器（USB/SD）金属外壳接地良好，在板边直接通过过孔连接GND平面，每个GND焊盘
	对于部分ESD整改难度较大的IO，可将IO GND独立出来，与主GND用磁珠连接以防止静电能量进入主
	外部接口信号（USB/SD/HP）必须连接外部ESD器件，进行ESD保护。如下图所示，外部接口信号E

	5.1.3软件ESD措施
	软件ESD措施如下：
	把不用的IO口设置为低电平。
	加看门狗，对保护的目标状态位进行检测。
	出现LCD花屏、卡顿、卡死等异常现象时，如果在硬件整改无效的情况下，可以考虑增加LCD软复位的策略。
	出现TP失灵，不能恢复正常时，在硬件整改无效的情况下，可以考虑增加TP软复位的策略。
	出现Card 读写失败时，执行Card掉电上电进入录像操作。

	5.1.4结构ESD措施
	结构ESD措施如下：
	整机结构、装配工艺设计时，可通过加大PCBA的GND平面与外部金属平面的有效接触面积，如LCD金属保
	如果整机有接口副板设计，通过FPC排线与主板连接，建议将接口ESD器件摆放在副板上，并将副板与LCD
	建议在PCB板双面四周均匀留出多个不小于25mm2的GND裸露铜皮（此铜皮直接通过过孔与GND平面相
	塑胶内层喷导电漆，并将其与GND平面有效连接，达到屏蔽的效果。
	如果LCD的FPC排线过长易受干扰，可以将FPC排线贴导电布屏蔽，或者采用屏蔽的FPC排线。 
	LCD在ESD测试异常时，可能是LCD的TCOM板电路受到干扰导致，可以考虑将其贴导电布屏蔽。 
	整机在结构工艺设计时，尽量将LCD、TP等ESD敏感部件远离裸露在外面的金属接口，降低ESD干扰风险
	把端口的地与金属壳相连接而加大ESD的泄放空间。
	如果结构允许，建议增加屏蔽罩，对关键电路进行屏蔽，同时必须保证屏蔽罩的各边良好接地；
	（避免屏蔽罩电荷积累，对内部信号放电）。
	整机装配时，需确保PCBA与LCD平面有效的接触，增加ESD泄放路径。
	在SD card和显示屏之间增加导电棉，增强抗静电水平。


	5.2EMI设计
	产品设计设计当初，应了解硬件系统有哪些时钟信号，对这些信号加以防护，以提高产品EMI性能，减少后续D
	各模块主时钟频率如表 5-1 所示。
	表 5-1 各模块主时钟频率
	接口
	时钟
	时钟频率
	是否支持展频
	DDR
	SCKP/SCKN
	DDR 各频点
	支持
	TWI
	TWI-SCK
	100KHz、200KHz、400 KHz
	支持
	IIS
	IIS-MCLK
	24.576MHz、22.5792MHz、
	支持
	SDIO
	SDC-CLK
	50MHz、100MHz、150MHz
	支持
	LCD
	LCD-CLK
	33MHz、49.5MHz、74.25MHz
	支持
	CSI
	MCLK
	24M、27MHz、37.25MHz、74.5MHz
	支持
	并口CSI接AHD芯片时，MCLK 就不能展频，否则会出现图像黑白现象。
	对时钟展频可能会影响到模块性能，展频后需要经过性能稳定性测试方可量产。
	EMI设计建议参考如下：
	各接口按照各模块原理图和PCB设计要求进行。
	硬件系统上高速时钟线建议走内层；且较高速的单端的时钟线上均要预留RC滤波电路，抑制高频分量，对于各模
	差分对信号进行按照差分对要求走线，若无空间，需要满足3W原则。
	排线座子合理布局，排线下方尽量不要有元器件和PCB走线；
	若受结构限制，排线必须拉得很长，则建议排线座子信号线采用两两包地方式，且子板要预留与显示屏金属接地位
	喇叭线采用双绞线。


	6热设计
	6.1热工作条件
	热设计的最主要目的是确保电子设备中元器件的工作温度低于其最大的许可温度。
	元器件的最大许可温度根据可靠性要求及失效率确定。对于半导体器件和集成电路，主要是控制结温Tj，热设计
	对于全志SOC而言，其tjmax=125℃，设计应保证Tj 应小于115℃。
	V853的封装热阻参数如表 6-1 所示。
	表 6-1 热阻参数
	热阻基于JEDEC JESD51-2 标准给出，条件为：PCB（4L-2S2P），自然对流，no a
	由于实际系统设计及温度不同于JEDEC JESD51标准不同，仿真结果仅供参考，请以实际应用情况下的

	6.2散热设计参考
	6.2.1布局布线的热设计原则
	大功耗器件尽量靠近PCB板上的大面积地层铜箔，借助铜箔散热；有些BGA芯片的中间部分焊球是专门设计来
	PCB 板上功耗大的器件，放在出风口附近；热敏感器件，放在进风口附近；不要将发热器件相互靠得太近，更
	PCB板上的元器件加散热器时，要注意使散热器的肋片方向与气流方向平行，对于确实无法保证这点的，可以使
	对模块内部不能够吹到风的PCB板，在布置元器件时，元器件与元器件之间，元器件与结构件之间应保持一定距
	在PCB上布置各种元器件时，应将功率大、发热量大的元器件放在PCB边沿和顶部（重力top面），以利于
	应将不耐热的元件（如电解电容）放在靠近进风口的位置，而将本身发热而又耐热的元件（如电阻，变压器等）放
	在PCB上布置各种元器件时，应将功率大、发热量大的元器件放在出风口的位置；
	对热敏感元件，在结构上应采用“热屏蔽”方法解决：
	尽可能将热通路直接连接到热沉；
	减少高温与低温元器件之间的辐射耦合，加热屏蔽板，形成热区和冷区；
	尽量降低空气的温度梯度；
	将高温元器件安装在内表面高黑度，外表面低黑度的机壳中。
	对于BGA 封装IC，则要在IC 正下方铺尽量多的铜平面，并通过散热过孔与内层和底层的大面积铜平面连
	要保证印制线的载流容量，印制线的宽度必须适于电流的传导，不能引起超过允许的温升和压降。
	较大的焊盘及大面积铜皮对管脚的散热十分有利，但在过波峰焊或回流焊时由于铜皮散热太快，容易造成焊接不良
	图 6-1焊盘的隔热设计

	6.2.2散热器选择原则
	选择合适的散热器，不仅与散热器的大小有关，而且和地域、环境、温度（季节）、通风条件及安装密度，模块工
	接触面：要求发热件与散热器要有良好接触，尽可能降低接触热阻，所以最好有大的接触面，接触面还需要有较高
	导热材料：铜、铝都有较好的导热性能，铜的导热系数虽然优于铝，但铜有密度太高、价格贵的缺点，所以实际应
	固定方式：这个也是比较重要的一环，如果不能把发热件与散热片良好接触，也是无法有效把热量传导到散热器上
	形状：包括页片与基材的形状尺寸，要有尽可能加大散热表面积，这样散热片的热量才能快速与周围空气对流，比
	自然对流散热：在使用功率器件时最重要的是如何使其产生的热量有效地散发出去，以获得高可靠性。散热的最一

	6.2.3导热介质材料选择原则
	为了解决功率器件与散热器间的电气绝缘问题，功率器件与散热器间应加导热绝缘材料，考虑到性价比，在散热条
	表 6-2 常用热界面材料参数表
	材料
	Sil-pad2000 
	Sil-pad900S 
	Sil-pad400 
	陶瓷基片 
	材料厚度（mm）
	0.25±0.025 
	0.23±0.025 
	0.23±0.025 
	0.63±0.025 
	导热系数W/m.k 
	3.5 
	1.6 
	0.9 
	27 
	单位面积热阻 
	℃cm2/W 
	1.29 
	2.6 
	4.6 
	1.2 
	使用温度℃
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	材料构成
	硅橡胶/玻璃纤维 
	硅橡胶/玻璃纤维 
	硅橡胶/聚脂薄膜 
	陶瓷＋三氧化二铝 
	实测热阻值 
	<0.4 
	<0.6 
	<0.9 
	<0.35 
	实测热阻值是在采用TO－247封装，在紧固压力为12Kg.cm下测得。

	6.2.4器件安装原则
	元器件的安装应尽量减少元器件壳与散热器表面间的热阻，即接触热阻；
	为尽量减小传导热阻，应采用短通路，即尽可能避免采用导热板或散热块把元器件的热量引到散热器表面，而元器
	为了改善器件与散热器接触面的状况，应在接触面涂导热介质，常用的导热介质有导热脂、导热胶、导热硅油、热
	对器件须与散热器绝缘的情况，采用的绝缘材料应同时具有良好的导热性能，且能够承受一定的压力而不被刺穿；
	把器件装配在散热器上时，应控制安装压力或力矩进行装配，压力不足会使接触热阻增加，压力过大会损坏器件；
	将大功率混合微型电路芯片安装在比芯片面积大的散热片上；
	对于多层印制线路板，应利用电镀通孔来减少通过线路板的传导热电阻。这些小孔就是热通路或称热道；
	当利用接触界面导热时，采用下列措施使接触热阻减到最小。
	尽可能增大接触面积；
	确保接触表面平滑；
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	利用软材料接触；
	扭紧所有螺栓以加大接触压力（注意不应残留过大应力）；
	利用合理的紧固件设计来保证接触压力均匀。


	6.3功耗管理及散热建议
	小型化的产品热设计建议如下：
	优化物料选型建议：
	优化PMU电源设计，避免出现PMU有高压差的LDO供电存在，必要时一部分外设的供电使用外挂DCDC进
	电路设计时推荐采用DCDC代替LDO供电，禁止使用高压差的LDO。
	外围器件如背光后拉摄像头推荐使用效率高的DCDC，减少DCDC器件发热。
	对于4M~5M IPC 档位或者发热大的机型，建议使用外挂LDOA进行供电，减少SOC的发热。
	优化结构PCB布局建议：
	结构布局时，需考虑摄像头模组需远离发热源避免发热源影响摄像头出图质量。
	结构开模时，需考虑显示屏带金属壳散热的情况。
	需将SOC/PMU/背光IC电路/线性充电电路/后拉摄像头5V升压电路 分散布局，避免发热源集中在一
	显示屏面需远离发热源，防止高温出现局部黑屏现象。
	软件温控建议：
	软件优化场景功耗，V853支持多种应用场景和待机场景，不用的内部模块或者外设，可以通过软件关闭相应模
	软件根据应用场景和VF表实时选择合适的CPU工作电压，以降低芯片功耗。
	实时监控芯片内部温度Sensor，限定芯片最高工作温度，温度达到一定温度如110度时，采取温控策略降



